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Milli Egitim Bakanlig1 tarafindan gelistirilen modiiller;

e Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligimin 02.06.2006 tarih ve 269 sayili
Karari ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve Kurumlarinda
kademeli olarak yayginlastirilan 42 alan ve 192 dala ait ¢erceve dgretim
programlarinda amagclanan mesleki yeterlikleri kazandirmaya yonelik
gelistirilmis 6gretim materyalleridir (Ders Notlaridir).

e Modiiller, bireylere mesleki yeterlik kazandirmak ve bireysel 6grenmeye
rehberlik etmek amaciyla Ogrenme materyali olarak hazirlanmis,
denenmek ve gelistirilmek iizere Mesleki ve Teknik Egitim Okul ve
Kurumlarinda uygulanmaya baglanmustir.

e Modiiller teknolojik gelismelere paralel olarak, amaglanan yeterligi
kazandirmak kosulu ile egitim Ogretim sirasinda gelistirilebilir ve
yapilmasi onerilen degisiklikler Bakanlikta ilgili birime bildirilir.

e Orgiin ve yaygin egitim kurumlari, isletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modiillere internet {izerinden
ulagilabilirler.

e Basilmis modiiller, egitim kurumlarinda Ogrencilere {tcretsiz olarak
dagtilir.

e Modiiller higbir sekilde ticari amacla kullanilamaz ve {icret karsiliginda
satilamaz.
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ACIKLAMALAR

KOD 523E00084
ALAN Bilisim Teknolojileri
DAL/MESLEK Bilgisayar Teknik Servisi
MODULUN ADI Bakim Onarim 1
MODULUN TANIMI ‘ .Bl.lg.ls.ayarln"tv)ulundugu ortam igin gerekli bakim onarim|
bilgilerini i¢eren 6grenme materyalidir.
SURE 40 / 32 saat
ON KOSUL
YETERLIK Bilgisayar ortami i¢in koruyucu bakim yapmak
Genel Amag
Bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda, bilgisayar ve
bilgisayarin bulundugu ortam icin gerekli her tiirlii bakim-
onarim bilgilerine sahip olacak, bilgisayarn kurulmasi igin|
gereken en uygun ortami tespit edebilecek ve bilgisayar
MODULUN AMACI elektrostatik yiiklerden koruyacak tedbirleri alabileceksiniz.
Amaclar
1. Teknisyen icin gerekli koruyucu bakim bilgilerini
bilerek en uygun ortam tespitini yapabileceksiniz.
2. Ortamin elektrostatik yiiklerden korunmasin
saglayabileceksiniz.
EGIiTiM OGRETIM Bilgisayar, bilgisayar sinifi, sunucu odasi, teknisyen bakim|
ORTAMLARI VE onarim cantasi, test cihazlari, antistatik malzemeler, kelime
DONANIMLARI islemci yazilimi.
) Modiiliin i¢inde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
OLCME VE verilen 6lgme araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz. Modiil
DEGERLENDIRME | sonunda ise, bilgi ve beceriyi belirlemek amaciyla, 6gretmeniniz

tarafindan belirlenecek 6lgme araciyla degerlendirileceksiniz.
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Sevgili Ogrenci,

Gilinliik yasamimizdaki degisikliklerin kaynaginda teknolojik gelismeler yatmaktadir.
Bu gelismeler yasamimizi etkilemektedir. Teknolojik gelismelerin sonucunda ortaya ¢ikan
bu iirlinler hem toplumda hem de isletmelerde koklii degisikliklere neden olmaktadir. Bugiin,
biiylik dlgekli igletmeler, teknoloji {irlinlerini kullanarak eskiden hayal bile edemedigimiz
islemleri yapabilmekte ve c¢etin bir rekabetin icinde bu iirlinler ile kendilerine avantaj
saglamaya caligmaktadir. Teknolojinin gelismesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da
artmistir. Bilginin toplanip derlenerek anlamli bir duruma getirilmesi ve bu bilgilere erisim
Onem kazanmustir.

Bilginin istenen zaman ve yerde dogru elde edilebilmesi i¢in bilisim sistemleri
kurulmaktadir. Giiniimiizde biligim sistemlerinin ayrilmaz bir parcasi da bilgisayarlar ve onu
destekleyen diger iirtinlerdir. Bilgisayarlardaki biiyiik gelisme beraberinde yeni teknolojilerin
olugmasina ve yeni ig alanlariin agilmasina neden olmustur.

Gelecekte, bilisim teknolojisindeki gelismeler ile yagsantimizin ¢ok farkli bir duruma
geleceginden kimsenin kuskusu olmasin.

Bu modiilde sizlerle teknolojinin en énemli iirlinlerinden biri olan bilgisayarin bakim
ve onarimi ile ilgili bir bilgisayar teknisyeninin bilmesi gereken konulari inceleyecegiz.

Modiil i¢inde ilerledik¢e bugiine kadar bilgisayar donanimi konusunda karsilagtigimiz
tiim sorunlarin birer birer sona erdigini géreceksiniz.







OGRENME FAALIYETIi-1

(amac )

Bu faaliyette verilen bilgiler dogrultusunda, bilgisayarlar i¢in uygun ortamin
tespiti ve alinacak giivenlik tedbirlerinin neler olacagini 6greneceksiniz.

(ARASTIRMA )

Bilgisayar teknisyenlerinin bakim-onarim sirasinda kullandiklar1 arag-gerecleri ve
aci8a ¢ikan kullanilmayacak durumda olan bilgisayar parcalarinin imha edilmesi ya da tekrar
kullanima kazandirilma yollarini aragtiriniz. Yaptiginiz incelemeleri, rapor haline getirerek
smifta sununuz.

1.TEKNISYEN ICIN GEREKLi KORUYUCU
BAKIM

1.1. Koruyucu Bakim Unsurlari

Herhangi bir koruyucu bakim programinin amaci, pahali bilgisayar onarimlarinin
oniine gecmektir. Bu bolimde, koruyucu bakimin O6nemi vurgulanmakta ve bunu
gergeklestirmek igin gereken arag-geregler tanimlanmaktadir. Uygun bakim, donanimin
Omriinii uzatmaya yardimei olabilir. Yardime1 yazilimlar, bir bilgisayar sistemini daha hizl ve
daha verimli hale getirebilir. Bu bdliimde ayrica, bir bilgisayar iizerinde c¢alismak ve
bilesenlerden kurtulmak i¢in 6nemli giivenlik talimatlar1 da ele alinmaktadir.

1.1.1. Genel Bilgiler

Bilgisayar teknisyeni, kendi bagia ve belirli bir siire icerisinde, bilgisayar montajini
ve kurulusunu yapma, bilgisayarin sorunsuz ¢aligmasina engel olan faktorleri tespit edip
¢Oziim getirme, bakim ve onarim yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kisidir.

Bilgisayar Teknisyeni:
1. Bilgisayar montaji1 yapar ve isletim sistemi ile ¢evre birimleri siirticiilerini ytikler.
2. Bilgisayara klavye, fare, monitor ve ¢evre birimlerinin baglantisin1 yapar ve
caligmasini test eder, network baglantilarini kurar.

3. Anzali bilgisayarin bildirim formlarin1 ve dnceki ariza kayitlarini inceler.

4. Kullanilan arag¢ ve gerecleri hazirlar ve gerekli onarimlari yapar.

5. Donanim birimlerinin giivenli sekilde tasinmasini saglayict ve bilgi kaybini
Onleyici 6nlemler alir.

6. Viriis olup olmadigina bakar ve hata mesajlarin1 degerlendirir.

7.  Sistem dosyalarmin silinmis ve/veya zarar gérmiis olup olmadigina bakar.

8. Yiiklenen programlarin igletim sistemi ile uyumlulugunu kontrol eder.

9. Donanim test programlarini ¢alistirir.

10. Cevre birimleri siiriiciileri, kasa icindeki kablo baglantilar1 ve kartlari, setup

(Kurulum) ayarlari ve gii¢ kaynagini kontrol eder.
11. Setup (Kurulum) ayarlarim yapar ve viriisleri temizler.
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12. Hard diski formatlar, disket ve/veya CD/ROM siiriiciilerini temizler.

13. Disket siiriiciisiinii, giic kaynagini, klavye ve fareyi onarir veya degistirir.

14. Hard diski, bellek kartini, CD/ROM siiriiclisiinii, ekran, multimedya, cevre
birimlerini, network kartlarmi, enerji ve veri kablolarmi, bilgisayar pilini,
islemciyi ve anakart1 degistirir.

15. Bilgisayarin periyodik bakimini yapar.

Bu hususlar1 grafik olarak agagidaki sekil 1.1.”deki gibi 6zetleyebiliriz:

Yazilim
Yiiklemesi
ve sistemin
calistirilmasi

Bilgisayar
Donanimi

Donanim
Montaj1

Bakim ve
Onarim

Sekil 1.1: Bilgisayar teknisyeni

1.1.2. Bilgisayar ve Saghk

Her seyden once bir teknisyen, bilgisayarlarin bulundugu bir ortamda oncelikle insan
saglhigini diigiinmelidir. Bilgisayar kullanan insanlar1 da saglik konusunda bilgilendirmelidir.
Bu c¢ercevede teknisyen asagidaki bilgisayar ve saglik konusundaki bilgileri bilir ve
gerektiginde kullanicilara bu bilgileri aktarir. Oncelikle, hep birlikte bu bilgilerin neler
oldugunu 6grenelim.

Bilgisayar basinda en sik karsilasilan problemlerden biri bel agrilari, digeri boyun ve
sirt agrilaridir. Genel olarak yasamimizda karsilastigimiz eklem ve kas agrilarinin hemen
tamaminin kaynagi ortopedik yasamamaktan kaynaklanir. Ortopedik yasam insanin
yatagindan ayakkabisina, evdeki koltugundan biiro sandalyesine kadar her yerde ¢ok dikkat
edilmesi gereken bir unsurdur. Ozellikle insanlarin nasil olsa “Bomba gibiyim!” dedigi geng
yaslar aslinda ilerleyen yaslarin yatinminin da yapildigi kritik dénemlerdir. Uymadigimiz
ortopedik yasam kurallar1 farkinda olmadan orta ve ileri yaslarda karsimiza kas eklem
agrilart seklinde ¢ikar. Zira gencken viicudun kolayca tolere ettigi ve kiginin farkina
varmadiglr “Mikro Travmalarin™ ist iiste birikimiyle, orta yastan sonra doktor doktor
gezmeler baslar.
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Aslinda yasla beraber hemen herkesin doktor ihtiyaci yavas yavas dogar. Ancak
saglikli ortopedik bir yagam siiren birey 60 yasinda doktora gittiginde sikayetleri hem hafif
hem de kolay basa ¢ikilabilirdir. Yani daha yolun basindadir. Diger taraftan buna dikkat
etmeden yasamis bireyler 40 yaslar dolayinda doktorlarin kapisini ¢almaya baglarlar ve 60
yasina geldiklerinde onlar icin yapilabilecek fazla bir sey kalmamustir. Ciinkii onlar 20 yildir
yavag yavag tibbin tiim olanaklarini tiiketmislerdir ve geri kalan dmiirlerini agrilarla yasamak
durumundadirlar.

PC Dbasinda oturur pozisyonda ve ¢ogumuz ergonomik masa sandalye
kullanmadigimiz i¢in adeta yar1 kambur durumda yaklasik 4 saat gegiririz. Bu esnada
belimiz ve boynumuzdaki omurlara elbette bunlarin bagli oldugu kas gruplarma normal dis1
acilarda olmasi gerekenden daha uzun siireli yiikler biner. Yapilan ¢aligmalar yatar durumda
bir insanin bel omurlarina binen yiikiin 1 birim oldugu farz edilirse bu oran; yan yatarken 3,
otururken 5.5, dne egri otururken 6, ayakta dururken 4, ayakta ve 6ne egilerek yiik tagirken 9
katma ¢iktigini gdstermistir. Bunlar oldukea ciddi rakamlardir. Insan yapast itibariyle dogal
pek ¢ok hareket i¢in uygun anatomide yaratilmigsa da dayamikliligimin sinirlarn oldugu da
unutulmamalidir. Oturmamak elde olmadigina gore “Dogru Oturmak” ilk hedefimiz
olmalidir. Bu durumda "Nasil dogru otururum? " sorusu giindeme geliyor.

1.1.2.1. Oturma Sekli

Sandalye agis1 110 derece ve bel yastik destekli, dik
otururken omurgamizdaki normal dizilim Sekil 1.2°de
gosterilmistir. Bahsetmis oldugumuz gibi oturur pozisyonda
bel omurlarina 5.5 kat fazla yiik binmektedir. Ancak bunu
azaltmanin yolu da vardir. “Dogru Oturmak” terimiyle
kastettigimiz  budur. Oturdugunuz sandalyede sirtinizi
yasladiginizda; sandalyenin oturma bdliimii ile yaslanma
bolimii arasindaki agt 110 derece oldugunda ve bel
boslugunuza bir yastik¢ik koydugunuzda bu yiik 2 birimin
altima diiger. Diisiinsenize, bel agrisindan dolay1 oyun
oynamaya vereceginiz ara ¢ok daha azaldi.

Sekil 1.2: Bilgisayar karsisinda
ideal oturma bicimi

Benzer durum boyun omurlarimiz i¢in de gecerlidir. Boyun omurlar1 basin
hareketlerine gore pozisyonu degisen yapilardir. PC kullaniminda yaptigimiz hatalardan biri
de monitoriimiiz uygun yiikseklikte ve tam karsimizda olacak sekilde yerlestirmemektir. Zira
olmas1 gerekenden daha algak bir ylizeye yerlestirilen monitér beraberinde asagi dogru
bakma zorunlulugu dogurur. Bu da boynun siirekli 6ne egilmis pozisyonda durmasi anlamina
gelir ki aynm1 sekilde omurlara ve ona bagl kas gruplari iizerine binen yiik kat be kat artar.
Aymi sekilde yukarda olmasi da sakincalidir. Olmasi gereken ideal yerlesim sekli;
monitdriiniiziin orta noktasi gozlerinizin hizasinda olacak sekildedir. Gozlerinizin hizasinda
ancak sag veya solda olmasi da ideal degildir. Zira bu kez benzer yiik siirekli bagin yan tarafa
donmesiyle beraber, ilgili kas gruplarina binecektir.



1.1.2.2. Gorme Problemleri

PC kullanimina bagh gelisen bir diger 6nemli problem ise gérme problemleridir. Belli
bir siireden sonra goziin "Lens" dedigimiz 1s18in dogru kirilarak goziin igine girmesini
saglayan bolgesiyle ilgili kaslarda yorgunluk baslar. Bu bir siire sonra bu yle bir hal alabilir
ki 15181 nerden geldigi ve ne siddette olduguna bagl reaksiyon veren ilgili kaslar artik dogru
yanitlart veremez ve “Bulanik Gorme” baglar. Ayni durum goz kiiremizi cesitli yonlere
hareket ettirmekle sorumlu g6z kaslarinda da ortaya ¢ikabilir ki bu da migren benzeri goz
kiiresini tutan agrilar dogurur.

e

Sekil 1.3: Bulanik gorme

PC kullanimina bagli gelisen bu goz problemlerinin giderilmesinde veya en aza
indirilmesindeki en énemli unsur elbette ki sikayetin kaynagindan uzaklagmaktir. Yani PC
kullanim esnasinda diizenli aralarla dinlenmektir.

PC basinda gecen her saat i¢in yaklasik yarim saat ara vermek bu konuda sizlere
olduk¢a yardimci olacaktir. Ayrica monitdriiniiziin renk ve parlaklik oranlarini da idealde
tutmaniz; c¢ok karanlik veya c¢ok parlak 151k diizeylerinde kullanmamaniz gerekir.

1.1.2.3. Bacaklar ve Eller

Bir diger konu da bacaklarda hareketsizlige bagli gelisen varislerdir. Otobiisle yapilan
uzun yolculuklarmizi diisiiniirseniz bir siire sonra ayaklariniz ayakkabilarmiza sigmaz olur.
Kol ve bacaklarda toplar damarlara yardimci olan en 6nemli unsur o bdlge kaslarinin
hareketliligidir. Hareketsiz olan kol veya bacakta toplar damarlar o bdlgeye gelen kanin
kalbe geri doniisiine yeterince yardimci olamadigindan bélgesel gollenme yani “Odem”
ortaya ¢ikar. Siirekli ve uzun siireli ayni strese maruz kalan toplar damar duvarlar bir siire
sonra artik normal yapisin yitirmeye baslar ve varis adin1 verdigimiz damar genislemeleri
ortaya g¢ikar. Artik siz isteseniz de hareketli bir yasantiniz da olsa is isten gecmistir. Evet,
hareketli olmak hala kismen yardimeidir; ancak o damarlar artik hastadir ve bir yere kadar
egzersiz sizi kurtarir. Normal bir insanda 4 saat hareketsizlikle 6dem olusurken sizde 1-2
saatte olusacaktir.



Bu problemle basa ¢ikmanin ve varis sahibi olmamanin yolu da ayni sekilde diizenli
araliklarla mola vermek ve bu mola siiresinde yiiriime egzersizleri yapmaktan geger. Bir saat
PC baginda kaldiktan sonra gidin kendinize bir ¢cay doldurunuz, alip balkona ¢ikiniz ayakta
yudumlayiniz. Bu arada biraz balkonunuzda, evin i¢inde dolasiniz. 5-10 dakika dolagmaniz
dahi faydali olacaktir. Yani “Anne! bana bir bardak kola yada su verir misin?” demeyiniz.
Kalkin kendiniz alin. Unutmayin hareketin her tirliisii kol ve bacaklariniz igin birer
egzersizdir.

Son olarak da ellerinizin maruz kaldigi ve farkinda
olmadiginiz bir travma tiirlinden bahsedelim. Carpal Tunel
Sendromu  dedigimiz  parmaklarm  hareketini  ve duyu
fonksiyonunu saglayan sinirin el bileginde sikismasiyla ortaya
c¢ikan bir rahatsizliktir. Elde, el bilegi, kol ve omuza kadar yayilan
agrilar ve parmaklarda uyusmalar yapabilir. PC’nizin mouse veya
klavyesini kullanmak igin elinizi her masaya koydugunuzda bu
boélgeden gegen sinir el bileginizde basinca maruz kalir. Bu
basinglarm her biri 6zde kiiciik birer travmadir.

Sekil 1.4. Bacak Hareketleri

Hemen problem yaratmasa da ilerleyen yillarda el bilegimizde yer alan destek
dokusunda zaman i¢inde kalinlagmaya yol agar. Bu kalinlasma ve kabalagsma zaman iginde
Oyle hale gelir ki iginden ge¢mekte olan Median sinir dedigimiz el ve parmak
fonksiyonlarindan sorumlu siniri de sikismaya yol agar. Bu sikisma kalic1 ve ilerleyici
yapidadir. Artik egzersiz veya korumayla diizelmez. Bu sebeple beyin ve sinir cerrahlarina
gidip ameliyat olmak durumunda kaliabilir. Evet, basit tehlikesiz yarim saatlik bir
ameliyattir. Ancak niye ameliyat olalim ki? Korunmak son derece basitken. Nasil mi1?
Hepimizin kullandig1 Mouse Padler sadece farenizin giizel ¢aligmasini degil; ayn1 zamanda
el bileginizin korunmasimi saglar. Demek ki tehlikede degiliz. Kismen dyle ama bir de
klavyeniz var. Onerilen benzer yapida biraz daha biiyiikge bir padi klavyenizin 6n béliimiine
hemen el bileklerinizin temas noktasina da koymanizdir.

Unutmaymiz insan PC kullamirken fareden c¢ok klavyeyle isi olur ve el bilegimiz
hemen daima masanin sert yiizeyiyle temastadir.

1.1.3. Koruyucu Bakim Kaydi ve Teknisyen

BT (Bilisim Teknolojileri) teknisyeni genellikle bilgisayar sorunlari ile ilgili
basvurulan ilk kisidir. Sorulacak dogru sorular1 bilmek, dogru ara¢ gerece sahip olmak kadar
onemlidir. Cevresel yonergeler ve malzeme giivenligi veri sayfalari (Material Safety Data
Sheets- MSDS), bilgisayar bilesenlerinin ¢alisma Omri bittiginde gereken bilgiyi
saglayabilir. Bu boliim bir koruyucu bakim programinin 6gelerini icermektedir.



1.1.4. Bir Koruyucu Bakim Programinin Ogeleri

Her koruyucu bakim programinin ana hedefi, sistemi gelecekte olusabilecek sorunlara
karst korumaktir. Bir koruyucu bakim ilkesi gelistirirken asagidaki 2 sorunun
cevaplandirilmasi gerekir:

mKoruyucu bakim ne zaman planlanmalidir?

Kesin zamanlar 6zel taleplere baglidir. Onemli olan bir zaman ¢izelgenizin olmasidir.
Bir koruyucu bakim ilkesi gelistirirken otomatiklestirilmis gorevlerin gece yapilip
yapilamayacagimi ve gece veya hafta sonlart ne gibi yiikseltmelerin yapilmasi gerektigini
belirleyiniz. Belirli gérevlerin, giiniin, haftanin ve ayin belirli zamanlarinda tamamlanmasi i¢in bir
zaman ¢izelgesi hazirlanmalidir. Bu zaman ¢izelgesinde sunucu odast ve bilgisayar
laboratuvarinin belirlenen zamanlarda bakim ve kontroliinii iceren bilgiler yer alir. Bilgisayar
teknisyeni bu zamanlarda, 6nceden tespit edilen bakim ile ilgili hususlari yapar.

mNe tiir bakima ihtiyag¢ vardir?

Uygulanan bakim tiirii kisisel kosullara baglidir. Ornegin, siirekli giincellenen
sistemlerin daha sik desteklenmesi gerekir. Internet erisimi olan sistemler stirekli viriis
taramasindan gecirilmelidir. Biiylik sorunlarin olusmasimi beklemek yerine kiigiik sorunlara
egilmek daha kolay oldugundan, bu belirlemeleri, koruyucu bakim ilkesinin bir parcasi
olarak yapimiz. Bir bilgisayar sisteminde her bakim islemi yapildiginda bunun bir koruyucu
bakim giinliigiine not edilmesi gerekir. Her giriste, tarih, saat, teknisyenin ismi ve bakimin
yapildig1 bilgisayar sistemi listelenmelidir. Bu zaman ¢izelgesini asagidaki érnek Tablo 1.1°de
oldugu gibi diizenlenebilir.

Sistem ozellikleri | Tarih/Saat Yapilan bakim Durum Yetkili isim / imza
Monitor

Kasa

Anakart

Islemci

Bellek (Ram)
Ekran Karti
Modem
Cd-Dvd-Rom

Cd RW/Dvd RW
Hoparlor/Kulaklik
Disket Siiriicii
Yazici

Cizici

K.sizGii¢ Kaynagi
Fare

Klavye

Web kamera
Diger

Tablo 1.1: Donanmim icin bakim kayd cizelgesi
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Bilgisayar teknisyeni ayni sekilde tablo 1.2.’de oldugu gibi sistem yazilimlar1 i¢in bir
bakim kayd1 tutabilir.

Yetkili isim

YAZILIM Tarih/Saat Yapilan islem Durum .
/ imza

Isletim Sistemleri
Aygit Siiriiciileri
Programlama Dilleri
Uygulama Programlari
Viriis Programlari
Kullanic1 Yazilimlari
Diger

Tablo 1.2: Yazihim i¢in bakim kayd ¢izelgesi



Asagida, ornek bir sistem bakim kaydi ve kontrolii i¢in Tablo 1.3 diizenlenmistir.

Gorevler Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis |Haziran| Temmuz | Agustos| Eyliil | Ekim | Kasim | Arahk

Sabit diski tarama Haftalik Haftal Haftalik [Haftalik|Haftalik| Haftalik | Haftalik | Haftalik | Haftalik Haftal Haftalik| Haftalik

(Scan) Standard k k

Biitiin sabit diski < X

tarama

Sabit Diski birlestirme X < X < < X X X X X X <

(Defragment)

IKomple yedekleme X X X X X X X X X X X X

(backup)

Onemli dosyalan Ginliik |Ginliik| Ginliik | Guntiik | Gintiik | Gintiik | Ginlik | Ginliik | Ginlik |Giintiik| Gintiik | Giintiik
edekleme

.Vlr.us giincellemeler X X X X x X X X X X X X

indirme

Sabit diskte viriis Haftalik Haftal Haftalik [Haftalik|Haftalik| Haftalik | Haftalik | Haftalik | Haftalik Haftal Haftalik| Haftalik

taramasi k k

Fare ve klavye temizligi | X X X X

Sistemin icinin temizligi | X X

Acil Acihis (boot)

disketi/Cd olusturma ve | X X X X

giincelleme

Stlruculell'l X X X X X X
iincelestirme
§tenmeyen Dosyalan X X X X x X X X X X X X

silme

Sistem envanterini <

listeleme ve gosterme

Gll}: kaynagi fan ve ) X < X X

baglantilar1 kontrolii

MOI.lltf)"l"un ekran Haftalik Haftal Haftalik [Haftalik|Haftalik| Haftalik | Haftalik | Haftalik | Haftalik Haftal Haftalik| Haftalik

temizligi k k

Kasanin dis kisminin X X

temizliZi

Monitoriin dis kasa < X

temizligi

lAnakart ve genisleme

yuvalarimin kontrol ve Yillik veya kasanin her agildig1 zamanlarda yapilabilir.

temizliZi

Kasa 1 baglantllaf ve Yillik veya kasanin her agildig1 zamanlarda yapilabilir.

kablolarin kontrolii

lislemci 15151 kontrolii,

islemci fam ve Yillik veya kasanin her agild1§1 zamanlarda yapilabilir.

sogutuculari inceleme

Diger [ N I

Tablo 1.3: Ornek bakim kaydi cizelgesi
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Bu 6rnek Tablo 1.3’te gosterildigi gibi teknisyen bilgisayarlar i¢in bu bakim kaydinda
belirtilen zamanlarda gorevleri yerine getirerek sistemlerin bakimin1 yapar.

1.1.5. Dokiimantasyon

Biitiin dokiimanlar yazili, elektronik vb. uygun ortamlarda bakim sisteminin ana
unsurlar olarak bilgi akigini olusturmali ve siirekliligi saglamalidir.

Dokiimantasyon ve Veri Kontrolii

Dokiimanlarin ve verilerin kontrol edildigini ve siirekliligini garanti altina alan, bu
amagla; dokiimanlarin bulunduklar1 yeri, periyodik olarak gerekli oldugunda revize
edildiklerini, ilgili yerlerde son revizyonlarinin yer aldiklarini, yiiriirlitkten kalkmis dokiiman
ve verilerin de ilgili tiim kullanim noktalarindan kaldirildigini ya da istenmeyen kullanima
kapali oldugunu tamimlayan ve arsivlenen prosediir olusturulmalidir. Periyodik olarak
gozden gecirilmeli, gilincellestirilmeli ve ilgili kisiler tarafindan kolayca elde edilmesi
saglanmalidir. Gegersiz hale gelmis dokiimanlar kullanildigi yerden uzaklastiriimali veya
istenmeyen kullanimlar engellenmelidir.

Belgeler anlagilabilir, tanimlanabilir ve izlenebilir olmali ve kurallara uygun muhafaza
edilmelidir.

Sistemlere bakim "Bir koruyucu bakim ilkesine gore" olacaktir. Bir koruyucu bakim
ilkesi gelistirildiginde, ona uyulmasi gerekir. Her giincellemeyi de kapsayan sistem bilesenleri
hakkindaki giincel bilgileri saklanmalidir. Periyodik degisikliklerin ve gelecekte teshis koymak
ve sorun gidermek icin gerekli olabilecek diger belgeleme tiirlerinin giinliigi tutulmalidir.
Sistem, sistem aygitlari, yazilimlara ait kullanim-bakim kilavuzlari, yazilimlara ait lisanslar
istendigi zaman kolayca ulasabilecek bir yerde muhafaza edilmelidir. Sistemlere ait olan CD,
Disket, DVD’ ler uygun sekilde saklanmalidir.

1.1.6. Onlem

Sunucu odast ve bilgisayar laboratuvarindan sorumlu teknisyen her seyden oOnce
bilgisayar sistemleri donanim ve yazilim olarak zarar gérmeden Once gerekli tedbir ve
onlemleri almalidir. Onceden almacak kiigiik bir giivenlik 6nlemi, daha sonra ortaya
cikabilecek biiyiik arizalarin oniine gecebilecegini higbir zaman akildan ¢ikarilmamalidir.
Zaten, koruyucu bakim, sistemler zarar gérmeden once alinacak onlemleri icerir. Bu dnlem
ve tedbirleri agagidaki gibi siralayabiliriz:

1. Teknisyen, sunucu odasi ve bilgisayar laboratuvarinin fiziksel olarak gilivenlik
onlemlerini almalidir.

2. Yetkisiz ve sorumlu olmayan kisilerin girisine izin vermemelidir.

3. Ortanmu stirekli temiz ve bakimli tutmalidir.

4. Cevresel yonergeler, anlatilacak olan ortam ile ilgili hususlara dikkat etmelidir.
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5.

Bakim zaman c¢izelgesinde belirlenen zamanlarda donanimlarin ve yazilimlarin
bakimint yapmalidir.

6 Bilgisayar ¢evre birimlerinin bakim ve kontroliinii yapmalidir.

7. Sistemlerde bulunan aygitlarin kendi siirticiilerini yiiklemeli ve giincel tutmalidir.
8 Sistemlere gereksiz yazilimlarin yiiklenmemesi i¢in tedbirler almalidir.

9 Lisansiz yazilimlar kullanilmamasini saglamalidir.

10.  Giincel olmayan yazilimlan sistemden kaldirmalidir.

11.  Sistemleri siirekli viriis taramasindan gecirmelidir.

12.  Viriis programini giincel tutmalidir.

13.  Sistemde bulunan 6nemli verilerin yedegini periyodik olarak almalidir.

1.2. Arac-Geregler

1.2.1. Arac¢-Gerec¢ Cantalar:

Bir teknisyenin, Sekil 1.5'te gosterildigi gibi temel arag-gereci igeren bir alet cantasi
olmalidir.

Sekil 1. 5: Tipik teknisyenin ara¢ -gere¢ takim

Buna ek olarak, bir ara¢ takiminda bulunmasi gerekenler asagidaki gibidir:

Antistatik bilek band1 ya da diger antistatik aygitlar
Diiz kafali tornavida

Yildiz kafali tornavida

Somun agizli tornavida

Igne burunlu pense

Kosegenler veya enine kesimli penseler

Dar bolgelerde gdormeyi kolaylastirmak i¢in bir ayna
Sayisal /Analog avometre

Cep feneri

VVVVVVVYY

Bir teknisyenin ara¢ takiminda cesitli diiz kafali ve yildiz kafali tornavidalar bulun-
malidir. Teknisyenler ¢ok farkli vida ve somun tiirleriyle karsilasabilir. Bazi vidalar,
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teknisyenin onlara ulasabilmesi i¢in farkli uzunlukta tornavidalar gerektirebilir. Manyetik
araclar, kullanisli olmalarina ragmen i¢ bilesenlere zarar verebileceklerinden, bilgisayarin
icinde kullanilmamalidir. Yeterince giiclii bir miknatis, diske, anakarta veya diger i¢
bilesenlere zarar vermeye yetecek akim liretebilir.

Teknisyenler telleme ve kablolama {izerinde ¢alisarak ¢ok zaman gegirirler. Bazen, bir
telin veya kablonun kesilmesi gerekir. Kdsegenler veya enine kesimli penseler, teknisyenin,
telleri veya kablolar1 tam istedikleri gibi kesmelerini miimkiin kilar.

Bir ara¢ takiminda bir soket set anahtar takimma da ihtiya¢ vardir. Bilgisayar
vidalarinin ¢ogu alt1 koseli basliga sahiptir ve teknisyen alt1 koseli vidalar1 gevsetmek veya
sikistirmak i¢in bir somun agizli tornavida kullanabilir. Dar denkleri ya da etraftaki koseleri
gormek icin bir ayna kullanilabilir.

Ayrica, bir antistatik vakumlu temizleyici, kutulanmis hava, gesitli ¢ozgenler ve
tiftiksiz bezlerin de bulunmasi gerekir. Normal vakumlu temizleyiciler statik iirettiginden,
bilgisayar bilesenleri i¢in antistatik vakumlu temizleyiciler kullanilmalidir. Vakumlu
temizleyicinin bir bilgisayarda kullanilmak iizere 6zel olarak onaylanmis olmasi gerekir.
Tipik bir vakumlu temizleyici, lazer kartusundan toner temizlemek icin kullanilmamalidir.
Toner partikiillerinin tutarliligi i¢in yiikksek slizme kapasitesine sahip bir vakumlu
temizleyiciye ihtiyag vardir.

Sikistirllmis kutuda hava, bilgisayar bilesenlerini temizlemek igin en faydali arag-
lardan biridir. Bir kutu hava, bilgisayarin i¢indeki tozu statik elektrik yaratmadan g¢ikarabilir.
Tozun erisilemeyen bolgelere ugmasini engelleyiniz. Bilgisayar kasasinin veya bilesenlerinin
disini1 temizlemek igin biraz su ve yumusak bir sabunla tiftiksiz bir bez kullanilabilir.

1.2.2. Olcii Aletleri

1.2.2.1. Sayisal ve Analog Avometre

Arag-gere¢ takiminda ayrica, Sekil 1.6'da gosterilen bir sayisal Avometre (Dijital
Multimeter- DMM) ya da Analog Avometre de bulunmalidir. Bir voltmetre, bir ohmmetre ve
bir ampermetrenin islevselligini tek bir dl¢ii aleti olan Sayisal veya Analog Avometrede bir
araya getirilmistir. Tablo 1.4’te 6nemli DMM/Analog 6l¢ii aletleri terimlerinin bir listesini
goriilmektedir.

Sekil 1.6: Sayisal ve analog avometreler
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Terim Tanimi

Voltaj (V) AC Bir telin iki noktas1 arasindaki elektriksel gerilim farkliligi.
(Alternatif Gerilim), Voltaj, voltlarla 6l¢iiliir (V olarak kisaltilir). Avometre ile AC
DC (Dogrusal Gerilim) | ve DC gerilimler dlgiiliir. Olgme islemi sirasinda &lgii aleti AC
veva DC konuma getirilerek dlcme islemi vapilir,

Akim (A) Elektronlarin telden akisi. Akim, amperlerle 6l¢iiliir.
(A ile ifade edilir.)
Glig Akimla ¢arpilan voltajdir. P ile ifade edilir. Yani P=V * A.
Diren¢ (Ohm ya da R) Bir iletkenden elektrik akmasi sirasinda gosterdigi zorlugu
Olecmeye karsilik gelir.
Kapasitans (C Farad) Bir kapasitoriin, verilen bir elektrik voltajini tutabilecegi

elektron sayisidir. Kapasitorler elektronlar (Elektrik) kisa bir
stireligine depolar.

Tablo 1.4: Sayisal ve analog avometre terimleri

NOT: Bir DMM'i test etmek i¢cin kullanmadan once uygun isleve ayarh
oldugundan emin olunuz. Ornegin, DC okumalarim anakart icin test etmeden

once DMM'in DC voltaj islevine ayarh oldugundan emin olunuz.

Bir DMM, elektriksel testleri gerceklestirebilir. Voltajlari, amperleri ve direngleri,
hem dalgali hem de dogru akimda 6lgebilir. Gili¢ kaynaklarini, DC/AC voltajint ve kutup-
lagsmasini, direnci, diyotlari, sigortalar1 ve pilleri test etmek i¢in de kullamlabilir.

Bir testi gerceklestirmeden dnce, beklenen sonug araligim bilmeniz gerekir. Oregin, DC
voltaji i¢in bir anakart testi yapmadan once, beklenen sonuglarin £12 V ya da +5 V
olabilecegini bilmelisiniz. Teknisyenler, anakart iizerindeki bu voltaj okumalarmm %S5 civarinda
degismesini bekleyebilir.

Bilinmeyen voltaj ayarlarima sahip bir aygiti 6lgmek icin bir DMM kullanirken
DMM'in en yiiksek voltaj ayarina veya arali§ina ayarlanmasi gerekir.

DC voltaj testi canli DC devreleri igin denetleme yapar. Bu test genellikle anakart
devreleri iizerinde gergeklestirilir. Devreler {izerinde paralel bir test yliriitiilmelidir. Bir paralel
test, bir devrede kirmizi u¢ 6l¢lim yoluna ve siyah u¢ kaynak yoluna; yani topraga baglama
yoluyla gerceklestirilir.

Bir DMM direng veya devamlilik testi, bir aygitin ya da iletkenin sifir dirence sahip
oldugunu dogrulamak igin uygulanabilir. Ornegin, direnc testleri, sigortalar1 test etmek icin
yapilabilir. ilk olarak, teknisyenin sigortanin bir ucunun sistemle baglantisim kesmesi gerekir.
DMM 1 ohm'a ayarliysa, iyi bir sigorta 0 ohm'a yakin bir deger okumalidir. Sigorta atmuis ise,
okuma sonsuza yakin olacaktir. Bir direng testini gergeklestirmeden Once giiciin kapali
oldugundan emin olunuz. Gii¢ agiksa, teknisyen ve 6l¢ii cihazi ciddi bigimde zarar gorebilir.
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Ayrica, direng testi yapilmadan once, devrenin sistemden ¢ikarilmasi gerekir. Bir bilesen,
sistem kartindan, devrenin bir ucunu veya her iki ucunu birden sokerek ayrilabilir. DMM,
hi¢ diren¢ saptanmadiginda ve devamlilik var oldugunda bir sinyal sesi ¢ikaracak sekilde
ayarlanabilir. Bu, genellikle RAM birimlerindeki devamlilig1 test eder. ilk olarak birim ana
karttan ¢ikarilir. Daha sonra, kirmizi ve siyah uclar, birimin her iki u¢ ignelerine es zamanli
olarak degdirilir. Cikan bir ses devamliliga isarettir. Hi¢bir ses duyulmazsa, ¢ip muhtemelen
arizalhdir.

AC voltaj testi de sistem bilesenlerini kontrol etmek i¢in kullanilir. Bu testte esasen
giic kaynaklar1 kontrol edilir ve ¢ok fazla dikkat gerekir. Bir gli¢ kaynaginin sagladigi
elektriksel akim zararli olabilir. AC voltaj isleviyle, DC ¢ikisindan gelen voltaj da test
edilebilir.

Yollar iizerinde herhangi bir ¢ikis testi uygulamadan 6nce PC gii¢ kaynaginda
bir yiik bulunmasi gerekir. Gii¢ kaynaginin herhangi bir DC ¢ikisi iiretebilmesi

icin dnce, disk gibi bir bilesenin ¢alisiyor ve gii¢ ¢cekiyor olmasi gerekir. Buna,
anahtarl glic kaynagi denir.

1.2.2.2. Post Test Cihazx

Eger bilgisayarinizda uzun siireli donma, aniden kapanma, beklenmedik bir sekilde
yeniden agilip kapanmalar veya sesli veya goriintiilii hata mesajlar1 aliyorsaniz, bu post kart
problemlerinize bir teshis koyabilir. Bu kart problemin yerini belirleyebilir.

Bir anakartin iizerinde arizali kisimlarin tespitinde kullanilan bir teknisyen aracidir.
Bu kart anakartin iizerinde bulunan genisleme yuvalarma (PCI veya ISA slots) takilir.
Uzerinde display denen kiiciik gdstergeler mevcuttur. Bu gdstergelerde problemin kodlarini
Hexadecimal kod olarak goriintiilenir. Teknisyen de elinde Post Karta ait katalogdaki
listeye bakarak bu hata kodlarina karsilik gelen problemin kaynaginin tam olarak arizali
kartin hangi bolgesinde oldugunu anlar ve miidahale edebilir.

Sekil 1.7: Post test cihazlar

Bu kartlarin ézellikleri; hem PCI hem de ISA yuvalarma uyumludur. Uzerlerinde sesli
uyarilar i¢in speaker (Hoparlor) mevcuttur. Anakart sinyallerini test ederek CPU, bellek,
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Ekran kart1 vs. problemin kaynagini teshis edebilir. Post test cihazlar1 PCI ve ISA yuvalari
olan biitiin anakartlarla uyumludur.

1.2.2.3.Kablo Test Cihazlar

RJ11,Rj12,RJ45 ve BNC uglu kablolari test etmekte kullanilan cihazlardir. Kablonun
kisa devre veya kopuk olup olmadigini, yanlis u¢ baglantilarini test etmekte de kullanilir.
Mevcut baglanti durumunu gosteren LED, lerle techiz edilmistir. Cihazda mevcut bulunan
ton jeneratOriine harici bir “tone tracer” baglayarak dosenmis kablolardaki kisa devre ve
kopukluklar1 lokalize etmek miimkiindiir.

Sekil 1.8: Ag kablo test cihazlar
1.2.2.4.0ptik Ol¢iim Cihaz

Teknik servis laboratuvarindaki en ilging cihazlardan biri de asagidaki resimde
gordiigliniiz optik 6l¢iim cihazidir. “Laser Power Meter” denilen cihaz CD/DVD okuyucu ve
yazicilarinin tamirinde kullanilir. Zaman iginde optik cihazlarin kalibrasyonu bozulabilir. Ya
da okuma yazma islemlerinde kullanilan lazer {initesi bozulabilir. Optik cihazlarda
kalibrasyon bozuldugunda ya da cihazda parca degistirdiginizde yeniden ayar yapabilmek
icin bu tarz bir 6l¢iim cihazina ihtiya¢ duyulur. Ciinkii mikron hassasiyetindeki sapmalarin
cok onemli oldugu optik cihazlarda ayarlar1 elle yapmak miimkiin degildir. Cihaz tiim
Olciimleri yapmakla kalmaz yeniden okuma ve yazmada kullanilacak, optik cihaza 6zgii
bilgilerinde optik cihazin firmware ’ine yazar.

Sekil 1.9: Optik o6l¢iim cihaz1
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1.2.2.5 Geri Dongii Fisleri

Geri dongii adaptorleri de denen geri dongii fisleri 6nemli teshis bilgisi saglayan geri
dongii testleri i¢in kullanilir. Sorun gidermek i¢in farkli geri dongii fis tiirleri mevcuttur.
Ornegin, seri ve paralel kapilari, USB kapilarmi ve RJ-45 baglayicilarmi, ag baglanirliklari
acisindan test etmek igin geri dongii fisleri bulunmaktadir. Geri dongii testi, sinyaller
gondererek ve geri gelen sinyalin gegerli oldugunu onaylayarak calisir. Teshis bilgisi, bireysel
olarak igne uglarindan kapilardan, denetleyicilerden ve yazici ¢ikigindan alinabilir. Sekil 1.10
’da, bir paralel geri dongii fisinde geri dongii testini etkileyen baglantilar gosterilmektedir.

25 igneli D Sekilli Baglayici

Sekil 1.10. Geri dongii fisi

Diger geri dongii figleri kapatilmistir. Yani, tellerin etrafi kapatilmis ve bir uctan diger
uca gitmezler. Bu kapatilan fisler bagdastiricilar gibi ¢calismazlar.

1.3. Cevresel Yonergeler

1.3.1. Genel Bilgi

Bilgisayarlar ve diger elektronik aygitlar1 belli bir siire sonra kullanilmaz hale gelir.
Bu sorun, asagida siralanan nedenlerden kaynaklanir:

> Makine eski oldugundan ve ekonomik olmadigindan, parcalar veya bilesenler
daha sik arizalanmaya baglar.

> Bilgisayar, baslangi¢ta planlandig1 uygulamalar i¢in artik yetersiz kalir.

> Onceki modellerin yerini, gelistirilmis 6zelliklere sahip daha yeni makineler
alir.

> Sonug olarak, eski bilgisayarlardan veya parcalardan nasil kurtulabilecegimizi

sormaya baglariz.

Bilgisayarlar ve yan birimleri, ¢evre dostu olmayan bazi maddeler icerir. Bilgisayar
bilesenlerinin ¢ogu, ya zararlidir ya da belli bir diizeyde zararli madde igerir. Atik maddeler
zararli olarak smiflandirilir. Ciinkii uygun olarak kullanilmadiginda insan sagligina ve
cevreye zararlt olduklari bilinir. Zehirli atik olarak da bilinen zararli maddeler genellikle,
kadmiyum, kursun veya civa gibi agir metal konsantrasyonlar icerir. Bilgisayar baskili devre
kartlar1, plastik, kiymetli metaller, fiber cam, arsenik, silikon, galyum ve kursundan olusur.
Katot 151l tiip -cathode ray tube- (CRT) monitorleri, cam, metal, plastik, kursun, baryum ve
seyrek toprak metalleri igerir. Tasinabilir sistemlerden gelen piller, kursun, kadmiyum,
lityum, alkalik manganez ve civa igerebilir. Bilgisayar donatiminda kullanilan temizlik
maddelerin ¢ogu da zararli maddeler olarak siniflandirilabilir.
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Ancak, bu temizlik malzemelerinin arazilere yerlestirilmesiyle alakali higbir yaygin
diizenleme bulunmamaktadir. Bu durum, diinyanm1 diger pek ¢ok bolgesinde de aynidir. Bu
boliimden sonra, gevresel yonergelere uymak amaciyla, 6zel elden ¢ikartma prosediirleri
gerektiren O0geler iizerinde durulacaktir. Bu da pilleri, CRT monitorleri, kimyasal ¢ozeltileri
veya kutulari, aparatlar1 ve yazici kartuslarini kapsar.

1.3.2. Ortam Giivenligi ve Sunucu Odasi I¢in Yénergeler

Sunucu odasinda sicaklik 6nemlidir. Sunucu kesinlikle sicak boru gecisinin yakinina
veya klimanin yanma yerlestirilmemelidir. Motorlar ve mikro dalgalar gibi 06geler
elektromanyetik girisime (Manyetik alan etkisi) yol agabilir. Elektromanyetik girisim (EMI)
de onlenmelidir. Yalnizca, yalitilmis topraklama devreleri kullanilmalidir.

Sunucunun etrafindaki alanin kullanilmayan malzemeler ve karisikliktan uzak
tutulmasi gerekir, ideal olan, sunucuyu, erisimi sinirlandirilmis ve higbir sekilde darbe
almayacak, sarsilmayacak, dogrudan erisilemeyecek ya da yonetici olmayanlar tarafindan
rahatsiz edilemeyecek bi¢cimde bir dolaba kilitlemektir. Teknisyenin ve donatimin giivenligi
icin tiim kablo ve tellerin giivence altina alinmasi gerekir. Tavan ile binanin bir sonraki
katmin zemini arasinda bulunan algaltilmis tavanin iistiindeki alan, ag yoneticileri ve yangin
denetcileri icin ¢cok 6nemlidir. Tesisat boslugu denen bu alan, bir bina etrafindaki ag kablolarini
calistirmak i¢in uygun bir yerdir. Tesisat boslugu, genellikle, havanin iginde rahatca dolasabildigi
acik bir alandir. Bu nedenle, yangin denetgileri buna 6zel bir 6nem verir.

Bakir tabanli kablolama i¢in en yaygin dis kaplama, polivinil kloriir PVC'dir. PVC
kablolama, yandiginda, zehirli dumanlar ¢ikarir. Yangin talimatlari, zehirli dumanlarin bina
icinde rahatca dolagmasini engellemek igin, tesisat boslugunda PVC kablolamay1 yasaklar.
Tesisat bosluklarinda, duvarlarda ve yangin kodlarmm PVC kablolamay:1 yasakladigi diger
alanlarda, tesisat bosluguna uygun iiretilmis bakir tabanli kablolama, kablo kanali olmaksizin
kullanim i¢in tasarlanmistir. Tesisat boslugu seviyesinde kablolama, PVC kablolamadan daha zor
ve daha pahalidir, bu yiizden de birincil olarak, PVC kablolamanin kullanilamadig1 yerlerde
kullanilir.

1.3.2.1. Sicakhk

Insanlar gibi, bilgisayar sistemleri de belirli sicakliklar arasinda islevselliklerini
stirdiirebilir. Birgok bilgisayar sistemi i¢in 10-30 C arasi sicakliklarin korunmasi uygun
olacaktir. Eger bilgisayar sistemlerinizin disindaki sicakliklar ¢ok yiiksek ise sistemlerin
havalandirma diizenekleri dogru bicimde c¢aligmay1 siirdiiremeyecek ve bilgisayarinizin
bilesenleri zarar gorebilecektir. Eger sicaklik c¢ok diiserse, bilgisayar sistemleriniz
acildiginda termal soka ugrayarak elektronik devrelerinin ¢atlamasi nedeniyle calismaz hale
gelebilecektir.

Sicaklik yonetimine iliskin oneriler asagida siralanmistir:

a) Bilgisayar sistemlerinizin belgelemesinden faydalanarak uygun sicaklik araliklarini
tespit ediniz.

b) Sistem odaniza bir sicaklik alarmi yerlestirerek ¢ok sicak ve ¢ok soguk durumlarda
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alarmlarin uyar1 vermesini saglayiniz.

¢) Bilgisayar sistemlerinizi duvarlara ¢ok yakin yerlestirmemeye Ozen gosteriniz.
Duvarlara ¢ok  yakin  yerlestirdiginiz  takdirde, havalandirmay1  engelleyerek
bilgisayarlarinizin i¢ sicakliklarinin yiikselmesine neden olabilirsiniz. Bir¢ok iiretici,
bilgisayarlarinin her kenarinin duvardan 15-20 santimetre agikta olmasini Onerir.

Tanimlanmasi en kolay ¢evresel konulardan biri, sicakliktir. Sicak bir bilgisayar odasi,
bir soruna isarettir. Ag teknisyenlerinin, bilgisayar donatimi i¢in isletim sicakliklarindan
haberdar olmasi gerekir. Tipik bir sunucu asagidaki araliklarda islem gorecektir:

> Isletim sicakligi: 50°F ile 95°F (10-35°C)
> Bellek sicakligi: 40°F ile 95°F (4,4-35°C)

Bu ornekte, sunucu bellek alam1 95°F'i gecerse, ciddi bir sorun olusmasi
muhtemeldir.

1.3.2.2. Nem

Nem, bilgisayar sistemlerinin c¢alisabilmesi igin gereklidir. Ancak havadaki nem
oraninin agir1 yiikselmesi sistemlerinize zarar verebilir. Nem, sistem odanizda statik elektrik
yiiklenmesini azaltacak yonde etkisini gosterir. Nemin c¢ok az olmasi, statik elektrik
yiiklenme ve aktarimlarimi arttirarak manyetik teyp ve benzeri bilesenlerde sorunlara yol
acar. Nem oraninin ¢ok yiikselmesi ise bilgisayar sistemlerinizin devrelerinde kisa devrelere
kadar uzanan sorunlara neden olabilir.

Nem diizeyinin korunmasina iligkin alinabilecek 6nlemler asagida siralanmistir:

a) Nem diizeyini %20 ile %50 arasinda tutmalisiniz.

b) Yiiksek giivenilirlik gerektiren ortamlar i¢in nem diizeyinin belirlenen sinirlar
disina ¢ikmasi durumunda devreye girecek alarm sistemleri kullanmalisiniz.

¢) Bilgisayar sistemlerinin ya da ¢evre birimlerinin bir grubunun nem duyarlilig
digerlerinden daha yiiksek olabilir. Uygun nem diizeyinin tespiti i¢in cihazlarinizin kullanim
kilavuzlarina géz atmalisiniz.

1.3.2.3. Hava Ozellikleri

Sunucu isletim ortamina iligkin higbir tartigsma, hava niteligini hesaba katmadan
tamamlanmis sayilmaz. Bu genellikle, veri merkezi ortamlarina iliskin bir konu olmasa da
sunucular ¢ok tozlu ve kullanilmayan malzemeli alanlara yerlestirildiginde géz Oniinde
bulundurulmasi gereken bir konudur. Bir sunucunun iizerindeki fanlar, havadaki tiim tozun
sistemin i¢inden gegerek ¢ekilmesine ve bilesenlerin {izerinde birikmesine yol agabilir.
Bilesenler tozla kaplanirsa, asir1 1sinabilir ve arizalanabilir. Donatim, hava niteliginin siipheli
oldugu bir alanda bulunuyorsa, ag teknisyeninin, bir vakumlu bilgisayar temizleyicisi veya
kutulanmis hava kullanarak sistemi temizlemek igin haftalik veya aylik bakim planlamasi
gerekir.
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1.3.2.4. Duman

Duman, bilgisayar sistemlerine derinden zarar verir. Bilgisayar disklerinin kafalarina,
optik disklere ve teyp siiriiciilerine etki eder. Bilgisayar sistemleri ve monitorler de belli
durumlar altinda duman {iretebilir, birbirlerine zarar verebilir. Ancak duman konusunda en
tehlikeli kaynak sigaradir. Duman, klavyelerin ¢ok daha hizli bozulmalarina neden olacaktir.

Duman konusunda dnerilen onlemler asagida siralanmistir:

a) Sistem odasinda ve sistem odasini kullanan yetkili kisilerin yaninda sigara
i¢ilmesine izin vermeyiniz.

b) Sistem odasima mutlaka duman dedektorleri yerlestiriniz.

¢) Yiikseltilmis zeminin oldugu odalarda zeminin altina, al¢altilmis tavanin oldugu
odalarda tavanin {istiine duman dedektorleri yerlestirmelisiniz. Uygun oldugu takdirde, hem
zeminin altina hem de tavanin iizerine dedektor yerlestirmekten kaginmayiniz.

1.3.2.5. Toz

Toz verilere zarar verir. Duman gibi, toz da disk kafalarinda birikerek disklerinizi
caligmaz hale getirebilir. Uzun vadede hem kayit kafasina hem de disk kayit ortamina zarar
vererek disklerinizi bir ¢Gp haline doniistiirebilir. Havada ucusan tozun biiyiik bolimii
elektriksel olarak iletkendir. Bircok bilgisayar sisteminde tasarimlari sebebiyle, sogutma
vantilatorleri araciligr ile toz sistem icinde ¢ekilmekte ve uzun silirede tozun sistem
kartlarinin kapladigi goriilmektedir. Kartlar iizerinde biriken bu toz pargaciklari, kisa
devrelere neden olarak bilgisayarlara zarar vermekte, kimi durumlarda ise bilgisayar
sistemlerinin i¢ sicakliklarinin artmasinda da bir etken olmaktadir.

Toz konusunda sunulan oneriler asagida siralanmistir:
a) Sistem odaniz1 olabildigince tozdan arindiriniz.

b) Eger bilgisayarlarinizin hava filtreleri varsa, periyodik olarak degistiriniz ya da
temizlenebilir tiirde ise temizleyiniz.

¢) Bilgisayar sistemlerinin temizliginde kullanmak iizere bir kompresor edininiz ve
periyodik olarak kullanilmasini saglayiniz. Bilgisayar kasalarinin igerisinin de kompresor ile
temizlenmesini saglayiniz.

d) Tozu kolayca engelleyemediginiz ortamlarda, bilgisayar sistemlerinin tozdan daha

az etkilenmesi i¢in siradan ortiiler ile 6rtmeyi denemeyiniz. Isinin hizla yilikselmesine neden
olarak bir yangina sebebiyet verebilirsiniz.
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1.3.2.6. Yangin ve Yangindan Korunma

Bilgisayar sistemleri yangina karsi oldukga zayif bir korunmaya sahiptir. Yangin
bilgisayarlar1 dogrudan yakarak zarar veremese bile yiiksek sicaklik sabit disklerin ve kartlar
tizerindeki tiim lehimlerin erimesine neden olabilir. 1980’lerin sonunda Halon gazi temelli
yangin  sOndiiriiciilerin, sistem odalarinin  yangin  korumasmda uygun oldugu
disiiniilmekteydi. Halon gazi, atesin kimyasal reaksiyonunu keserek yangini sondiirmekte,
su gibi elektrik iletkenligi o6zelligi de gostermemektedir. Ancak Halon gazi bogucu
niteliktedir, 6liimlere sebebiyet verebilir. Buna ilave olarak Halon gazi kullanimi ozon
tabakasina da zarar verir. Bu yiizden ¢ogu iilkelerde kullanim1 yasaklanmistir. Bu nedenlerle,
Halon gibi bogucu 6zellige sahip olsa da atmosfere zarar vermemesi nedeniyle karbondioksit
(COy,) temelli sondiiriiciiler daha popiiler hale gelmistir.

Sistem odalarmin yangin korumasi konusunda, hangi tip sondiiriicii secilirse
secilsin alinmasi gereken dnlemler asagida siralanmistir:

a) Tasmabilir yangin sondiirliciiniin kapiya olabildigince yakin olmasini ve siste
odasina girme yetkisine sahip personelin bu sondiiriiciiyli kullanabilme konusunda yeterli
deneyim sahibi olmasini saglamak i¢in periyodik egitimler diizenleyiniz. Bu egitimleri teorik
smirlarin digina ¢ikarmak tiizere, yeniden doldurmasi gereken yangin sondiiriiciiler ile bina
disinda idman yapmalarini saglayabilirsiniz.

b) Yangin sondiiriicliniiziin yeniden doldurulmasi gerekip gerekmedigine iligkin
durumunu aylk olarak kontrol ediniz. Gostergeli yangin sondiiriiciiler yeniden
doldurulmalar gerekip gerekmedigini iizerlerindeki bir 6l¢ek yardimi ile gostermektedirler.
Yine de, gostergenin “dolu” pozisyonunda bir ariza sonucu takili kalabilecegini
unutmayiniz.

¢) Eger yangin sondiiriiciiniiz Halon ya da CO, temelli ise, yangin alarmu ile birlikte
sistem odasina girecek personelin gazdan etkilenmemesi i¢in yapmasi1 gerekenleri gosteren
bir uyar1 levhasini sistem odasinin dis kapisina (ya da uygun bir yere) yerlestiriniz.

d) Eger otomatik bir yangin alarm sisteminiz varsa, sistemin yanlis alarm ve acil
durumlarda durdurulabilir oldugunu denetleyiniz.

e) Yakin g¢evrede, yangini ya da yanlig alarmi fark edenlerin kullanabilecekleri bir
telefonun bulunmasini saglaymiz.

Modern bilgisayar sistemlerinin biiyiikk bir boliimii, tavana yerlestirilmis ve su ile
calisan otomatik yangin sondiiriiciilerin ¢alismasindan, yangin sondiiriicii devreye girmeden
once elektrik baglantis1 kesilmis olmak sartiyla, zarar goérmez. Su temelli bir yangin
sondiiriicii kullanildig1 takdirde, bilgisayarlarin tekrar g¢alistirilmasindan Once, tiimiiyle
kuruduklarindan emin olunuz. Sudaki mineral diizeyinin ¢ok yiiksek oldugu durumlarda,
bilgisayar sistemleri i¢inde yer alan elektronik kartlarin profesyonel bir ekip tarafindan
temizlenmesi uygun olacaktir. Her ne kadar su ile c¢alisan bir yangin sondiirme diizenegi
baslangigta tehlikeli goriinse de birgok uzman bunun CO, temelli bir ¢éziimden c¢ogu

22



durumda daha uygun olacagini diisiinmektedir. CO, temelli bir sondiiriicii ancak birkag
dakika efektif olarak kullanilabilirken, su kullanan sistemlerde bu siire ¢ok daha uzun
olabilir. Su ile ¢alisan bir otomatik sondiirme diizenegi secerken kuru-boru 6zelligi saglayan
bir sistem secilmelidir. Boylesi sistemlerde, yangin alarmi anahtarlanmadigi siirece,
sondiirme diizeneginin borular1 kuru kalacak, su borular i¢erisinde bulunmayacak ve kazara
suyun digari figkirmasi ile olusabilecek bir sorun ihtimali azaltilacaktir.

Sunucu odasi icin ABC veya BC yangin sondiiriiciileri tavsiye edilmektedir. Tablo
1.5'te bir yangin sondiiriiciiniin lizerindeki harflerin anlamlar1 agiklanmaktadir.

Harf Sondiiriilecek yanginm tiiriinii degerlendirme
A Tahta, bez ve kagit gibi siradan yanicilarin yandig1 yanginlar
B Yanici sivilar, yaglar ve gres yaginin yandigi yanginlar
C Canli elektriksel donatimlarda ¢ikan yanginlar
D Magnezyum, potasyum ve sodyum gibi yanici metalleri igeren yanginlar.

Tablo 1.5: Yangin sondiiriicii

1.3.2.7. Su Baskini

Su, bilgisayarinizi ¢ok hizli bir bicimde ¢alismaz hale getirebilir. Su ile ilgili en biiyiik
tehlike, elektriksel bir kisa devredir. Bir kisa devre, kisa devrenin gerceklestigi devre
yolunun 1smmasina, bilylik ihtimalle de tiimiiyle erimesine neden olacaktir. Benzer bigimde,
kisa devre esnasinda elektronik bilegsenlerden bir kismu asir1 akim c¢ekecek ve zarar
gorecektir. Zarar verecek suyun ana kaynaginin, yagmur ya da seller olacagi
unutulmamalidir. Nadiren de olsa su ile ¢alisan otomatik yangin sondiirme diizenegindeki bir
ariza da sistemlerinize zarar verebilir.

Su ile gelebilecek tehlikelere karsi asagidaki 6nlemler uygun olabilir:

a) Bilgisayar sistemlerinizin yakinlarina, zemin {izerine, su dedektorleri
yerlestirmelisiniz.

b) Eger yiikseltilmis bir zemine sahipseniz su dedektorlerinizi hem zeminin iistiine
hem de altina yerlestirmelisiniz.

¢) Eger binanizin bir sel tehlikesinden etkilenme ihtimali varsa ya da bina genelinde
otomatik yangin sondiirme diizenegi kurulu ise, sistem odanizi zeminin {izerinde bir yerde
secmelisiniz.

d) Su, bilgisayarlariniz i¢in hizla bir tehdit haline geleceginden iki farkli su dedektorii
kullanmalisiniz. Birinci diizeyde (Daha algakta) suyu fark edip alarmi calistiracak bir
dedektor, ikinci diizeyde (Daha yiksekte) ise elektrigi kesecek ve bilgisayar sistemlerinin
elektrik baglantisin1 sonlandiracak bir dedektdr-alarm diizenegi kullanmalisiniz.
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Otomatik elektrik kesilmesi, su basmasi tehlikesi mesai saatleri disinda
gergeklestirdigi takdirde son derece anlamli ve degerli olacaktir. Daha da 6nemlisi, elektrigin
kesilmesi can kurtarici da olabilir. Suyun elektrikle ve insanlarla ayni anda temas etmesi
insan hayatina mal olabilir.

Sunucular su basmigsa, muhtemelen artik giivenilir olmayacaktir. Ag yoneticisi veya
teknisyen onlar1 kurtarmak isterse, tiim bilesenlerin olabildigince ¢abuk bir bigimde ¢ikarilip
kurutulmalar1 gerekir. Bilesenleri, temizlemeden ve test etmeden Once en az 48 saat kurumaya
birakimiz. Bilesenlerin {izerindeki aginma ve nem, géz oniinde bulundurulmasi gereken iki
noktadir. Bir elektrik akimi, lizerinde halen kiiciik su damlaciklar1 bulunan ana karta
uygulanirsa, bu elektriksel bilesenlere ciddi hasar verecektir. Bu gibi durumlar i¢in 6nceden
alinacak tedbirler onemlidir. Veriler yedeklenir ve ayr bir yerde depolanirsa, sistem, su
tagkininin ve diger felaketlerin biraktig1 hasarlardan sonra yeniden yapilandirlabilir.

1.3.2.8. Patlama

Her ne kadar bilgisayar sistemleri patlamaya meyilli olmasalar da bu sistemlerin
icinde bulundugu binalarin 6zellikle dogal gaz ve yanici bilesenlerin depolandigi binalarin
patlama ihtimalleri vardir ve goz oniinde bulundurulmalidir. Patlama ihtimaline karsi,
bilgisayar sistemlerinizi ¢elik kasalar icinde saklamay1 diisiinebilirsiniz.

Patlama denetimine iliskin oneriler asagida siralanmistir:

a) Sistem odanizin yerini, patlama i¢in merkez olabilecek istasyonlardan uzak olacak
bigimde se¢iniz.

b) Yedeklerinizi patlamaya dayanabilecek kasalar icerisinde, ya da daha iyisi, kurum
disinda giivenli mekanlarda saklayiniz.

¢) Bilgisayar sistemlerinizi pencerelerden uzak tutunuz.
1.3.2.9. Bocekler

Bocekler, sistem odalarinda ozellikle bilgisayar kasalarinin iginde ve sikisik kablo
tomarlarinin arasinda goriiliirler. Anahtarli giic kaynaginin anahtar aksamina sikisip kalan bir
bocek sisteminizi kisa siirede calismaz hale getirebilir. Benzer bicimde, bilgisayar
sistemlerinizin iginde bir Oriimcegin Orebilecegi ag kadar giizel bir toz toplayict ile
kargilagsamazsiniz. Boceklerden korunmak {izere sikga ilaglama yapmali, sistem odasinin
uygun yerlerine kalici olacak bocek oldiiriicti yemleri yerlestirmelisiniz. Tabletleri, kullanim
bigimine uygun olacak sekilde periyodik olarak yenilemelisiniz.
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1.3.2.10. Elektriksel Giiriiltii

Motorlar, fanlar ve bazi hizmet birimleri tirettikleri elektriksel giiriiltii nedeniyle diger
bilgisayar sistemlerine zarar verebilir. Giiriiltii, hava yoluyla ya da birbirine yakin giic
kablolar1 araciligi ile taginabilir. Elektriksel giiriiltii kisa devreler nedeniyle olabilecegi gibi
elektrik kacaklar1 nedeniyle de ger¢eklesebilir.

Giiriiltii ile bas etmek icin sunulan oneriler asagidadir:

a) Bilgisayar sistemlerinize gii¢c saglayan devre iizerinde baska cihazin ¢alismamasini
garanti ediniz.

b) Eger miimkiinse, tiim elektronik i¢in ayr gii¢ ve toprak kablolamas1 yaptiriniz.
¢) Bilgisayar sisteminizin gii¢ kaynagina bir hat filtresi ekletiniz.

d) Statik elektrigin yaratabilecegi sorunlara engel olmak iizere yeri antistatik mat ile
kaplatiniz.

e) Cep telefonlari, walkie-talkie’ler (Telsizler) ve her tiirlii radyo alict ve vericileri
bilgisayar sistemlerine zarar verir. Ozellikle giiclii vericiler, bilgisayar sistemlerinize kalict
zararlar verebilir. Halon gazinda da goriildiigii gibi bazi yangin sondiiriicii sistemleri
belirtilen alici-vericilerin yakin ¢evresinde iken patlama egilimi gosterebilir. Bu tiir yangin
sondiiriiciilerin bulundugu ortamlarda kesinlikle alict ve vericiler kullanilmamalidir. Her
tiirlii alic1 ve verici, bilgisayar sistemlerinden, kablolardan ve ¢evre birimlerinden en az 2.5m
uzakta tutulmalidir. Eger kurumunuzda bu tiirden cihazlar sik¢a kullanilmakta ise sistem
odanizin girisine uygun uyari levhalarini yerlestirmeyi diistinmelisiniz.

1.3.2.11. Yildirim

Yildirimlar, ani gerilim yaratarak bilgisayar sistemlerinize zarar verebilir. Cogu
zaman, gii¢ kaynagi elektriksel giiriiltiiye karst korunmus durumdaki bilgisayar sistemleri
bile simsekler tarafindan yaratilan ani gerilim dalgalanmalarina kars1 etkisiz kalir. Eger
binanizin paratoneri varsa, yildirim paratonere ¢arptigi andan toprakla bulusana kadar akim
gecen tiim yol iizerinde ciddi bir manyetik alan yaratir. Sistem odanizin yerini secerken
paratonerin kablolamasini g6z 6niinde bulundurmalisiniz.

Yildirimlardan korunmaya yonelik oneriler asagida siralanmstir:

a) Eger miimkiinse, simseklerin yogun oldugu zamanlarda, bilgisayarlarinizi kapatarak
figlerini ¢ekiniz.

b) Yedekleriniz manyetik ortamlarda saklaniyor ise, yedeklerinizin binanin iskeletini
olusturan demirlerden olabildigince uzakta olmasiniz saglaymiz. Genellikle en uygun yer
odanin ortast olacaktir.

¢) Eger heniiz yoksa binanizin paratonerinin en kisa zamanda kurulmasini saglayarak,
kablolamasinin sistem odanizdan uzak olacak bicimde yapilmasini saglayiniz.
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1.3.2.12. Titresim

Titresim, insanlar1 rahatsiz etmeyecek kadar az da olsa, uzun siirede bilgisayar
sistemlerine zarar verebilir. En hafif titresim bile, uzun siirede bilgisayar sistemlerinizin
anakartlar1 iizerine takili yavru kartlarin yerlerinden oynamasma neden olabilir. Sabit
disklerin kafa ayarlarinin bozulmasi da sabit disklerinizi uzun vadede bozabilir.

Titresimden korunmak amaciyla sunulan oneriler asagida siralanmistir:
a) Bilgisayarlarmizi titresimden olabildigince yalitacak énlemleri aliniz.

b) Cok yiiksek titresimlerin oldugu bir bdlgede iseniz, bilgisayar sistemlerinizin altina
kaucuk ya da diger bir lastik tiirevi altlik kullanmayi1 diistinmelisiniz. Boyle bir altlik
kullanmaya karar verdiginizde, althgin bilgisayar sisteminin alt kismindaki olasi
havalandirma bosluklarini értmedigine emin olunuz.

¢) Yazicilarinizi, kiigiik de olsalar, bilgisayar sistemlerinizin {izerine yerlestirmeyiniz.
Yazicilar mekanik aksam igerir ve iyi bir titresim kaynagidir.

1.3.2.13 Yiyecek ve Icecekler

Bilgisayar sistemlerinizin saglikli calismasimi saglamak iizere onlar1 yiyecek ve
igeceklerden uzak tutmalisiniz. Bilgisayar klavyesi iizerine dokiilebilecek yarim bardak cay
ya da kahve klavyenin sonu olabilir. Eger igecek dokiilen klavye bir bilgisayar sisteminizin
konsolu ise, yerine yenisi bulunana degin bilgisayar sisteminizin ¢aligmay1 durdurmasi da
miimkiindiir. Yiyecekler, 6zellikle yagl olanlari, insanlarin parmaklarina yapisarak manyetik
disklere kolayca tasinabilir. Yiyecek ve icecekler sebebiyle meydana gelebilecek bir kazay1
6nlemenin en giizel yolu, sistem odasina hicbir bicimde yiyecek ya da icecek sokmamaktir.

1.3.2.14. Sunucu Durumunu izleme

Sunucunun durumu, bulundugu ortamla baglantili olarak go6zlemlenmelidir. Su-
nucunun ¢evresel etkenlerden etkilenmesini onlemek icin sicaklik, hat gerilimi ve diger
cevresel igletim istatistiklerinin gozlenmesi gerekir. Sunucunun sicakligi bir termometreyle
Olciilebilir. Yeni kusak sunucu eklenti kartlar1 da sunucunun cevresel durumu hakkinda
ayrintili bilgi saglayabilir. Ag sunucularin1 gézlemlemenin en iyi yolu, bir uzaktan donanim
yonetimi kart1 eklemektir. Bu kart, sunucunun i¢ ortami hakkinda ayrintili bilgi saglar. Bilgi
genellikle etkin sabit diskler ve islemci kullanimi gibi donanim bilegenleri i¢in mevcuttur ve
isletim sistemi istatistiklerini igerebilir. Cevresel perspektiften, sistem sicakligi ve hat
gerilimi gibi bilgilere erisiminizin olmasi gerekir. Uzaktan yonetim kartlarinin g¢ogu,
yoneticilerin, sicaklik esiklerini, sunucunun sicakligi isletim araligm astiginda teknisyeni
uyaracak sekilde ayarlamasini miimkiin kilar.
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1.4. Zararh Maddelerin Elden Cikarilmasi

1.4.1. Genel Bilgi

Is yerinde zararli olarak tammlanan maddelerin listesi gittikge biiyiimektedir.
Yapiskanlar, ¢ozeltiler, agindiricilar gibi bazi maddeler, insan saglig1 ve ¢evre icin oldukca
acik bir tehlike teskil etmektedir. Ofislerde kullanilan kopyalama makineleri veya yazicilarin
icindeki toner ya da baz1 temizlik ve dezenfektan {irlinler gibi diger maddeler bu kadar agik bir
tehlike teskil etmeyebilir. Uygun elden ¢ikartma bu nedenle, yasayla ilgili oldugu kadar
giivenlikle de alakali bir konudur. Zararli maddelerin elden ¢ikarilmasina

diizenlemelere uydugunuzdan emin olunuz.

Sekil 1.11: Elektronik atiklar

Elektronik Atik Ornek Listesi

A\

YV VY VY VY VY VYYVYVYY

Bilgisayar (Monitor, kasa, klavye, mouse, vs.)
Printer, scanner

Faks, fotokopi makinesi

Telefon, cep telefonu

Santral

Televizyon, miizik aletleri

Kiiciik ev aletleri

Kartus, toner

Kablo

Cesitli Piller

Switch, rdle, konnektor gibi elektronik komponentler
ve diger elektrikli ve elektronik tiim malzemeler
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1.4.2. Pil/Akii Kullanim, Atik Piller fle Akiilerin Zararlari ve Elden
Cikarilmalarn

Evlerde, is yerlerinde, ulasimda ve sanayide 6nemli miktarda pil kullanilir. Piller,
bilgisayarlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, isitme
aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b. yerlerde genis bir kullanim alani
bulmaktadir. Son yillarda artan pil kullanimi insan sagligi ve c¢evre i¢in potansiyel tehlike
olusturmaktadir. Dolayisiyla kullanilmis pillerin tehlike olugturmamasi igin ayr1 toplanmasi,
taginmasi ve geri kazanilmasi gerekmektedir. Ayrica pillerdeki tehlikeli ve zararli metallerin
azaltilmasi da zaruri bir konudur. Atik pillerde ¢ope atildigi zaman hava, su ve toprak
kaynaklarini kirletir. Pillerin elden ¢ikarilmasi konusundan once pillerle ilgili bazi konulara
gbz atalim.

Sekil 1.12: Cesitli pil atiklar

1.4.2.1. Pillerin Ozellikleri

Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doniistiiren, kompleks elektro kimyasal
aletlerdir. Pil hiicresi, metal anot (Negatif elektrot), metal oksit katyon (Pozitif elektrot) ile
iki elektrot arasinda kimyasal reaksiyonu saglayan elektrolitten ibarettir. Anot, elektrolizde
asinirken katotta iyonik degisim reaksiyonu sonucu elektrik akimi meydana gelir. Bu
reaksiyon sonucu olusan elektrik enerjisi ¢esitli aletlerde kullanilir. Her bir hiicre genel
olarak 1.5 volttur. Hiicreler birbirine seri baglanarak daha yiiksek voltaj iiretebilir. Ornegin,
9 Volt pil, 6 adet 1.5 V hiicrenin seri halde baglanmasi sonucu elde edilir. Elektro kimyasal
sisteme bagl olarak hiicre voltaji 1.2 V ile 4 V arasinda degisir.
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Piller, 1slak veya kuru olarak ikiye ayrilir. Islak hiicreli pillerde, elektrolit sividir. Kuru
hiicreli pillerde elektrolit, pasta, jel veya diger matriks halde bulunur. Primer pillerde,
reaksiyon hiicre i¢inde gerceklesir ve reaksiyon tersinmezdir.

Primer piller sarj edilemez. Seconder pillerde kimyasal reaksiyonlar tersinirdir. Distan

bir enerji ile reaksiyon basa dondiiriiliir. Giig, sekonder kaynaktan pile yiiklenebilir.

Pil Tipleri Sekli ve Boyutlar Tipik | Kullanim Alani
Voltaji
(Volt)
Islak Hiicreli Piller Tasitlar, motorsikletler, botlar
Kursun-Asit (Akii) | Dikdortgen
Kuru Hiicreliler Sekli ve Boyutlar Tipik | Kullanim Alani
Primer Voltaji
(Volt)
Karbon-Cinko Silindir, dikdortgen, 9- | 1.5,9 | Flas lambalari, radyolar,

V., D, C, AA, AAA oyuncaklar, saatler, tirag
makineleri

Alkali Silindir, dikdortgen Radyolar, oyuncaklar,
Yatsi, Diigme, 9-V, D, | 1.5,9 | kasetcgalarlar, hesap makineleri,
C, AALAAA kameralar

Civa Oksit Diigme, silindir, D, C, Isitme aletleri, saatler, kameralar,

AA, AAA hesap makineleri, kalpleri

diizenleyen aletler
Gumiis Oksit Diigme 1.5 ,5 |Hesap makineleri, kameralar,
bilgisayarlar, saatler, isitme
cihazlari
Cinko Hava Diigme 1.4 Isitme cihazlar1, paket hoparldr
aletleri
Lityum Diigme, dikdortgen, 3 Paket hesap makineleri, saatler ve
3V, 6V,9-V, C, AA, fotografeilik cihazlari, tasinabilir
madeni para ve diigme CD galarlar, duman alarm
sistemleri
Kuru Hiicreler -
Sekonder Piller
Giic aletleri, vakumlu temizleme
Nikel — Kadmiyum | Silindir, digme, 9-V, |[1.2 aletleri, taginabilir telefonlar,

D, C, AA, AAA oyuncaklar, lap-top bilgisayarlar,
tirag makineleri, fotograf
makineleri

Nikel Metal Hidrid | Silindir, diigme 1.2 Mobil telefonlar, lab-top

bilgisayarlar camcorders

Lityum Iyonu Diigme, dikdortgen, 4 Mobil telefonlar, lab-top
yasst bilgisayarlar ve camcorders

Tablo 1.6: Evsel kat1 atiklarda bulunan pillerin tipleri ve kullamim alanlari
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Piller ¢esitli sekillerde, boyutlarda ve voltajlarda tiretilir. Piller dikdértgen, silindir,
diigme ve metal para sekillerinde {iretilir.

Evsel coplerde sik olarak karsilasilan piller ve icerdikleri tehlikeli ve toksik agir
metaller Tablo 1.7°de verilmistir.

Pil Tipi Kadmiyum(%) | Civa (%) Nikel (%) | Giimiis (%) | Cinko (%)
Alkali 0.01 0.025 (0.6)* 8-18
Cinko-Karbon | 0.03 0.01 12-20

Civa OKksit 30-50 10-15
Gilimiis Oksit 0.5-1.0 30-45 30-35
Cinko-Hava 1-2.0 35-40
Lityum

*:Diigme hiicre stillerde

Tablo 1.7: Evsel ¢oplerde bulunan pillerde potansiyel tehlikeli ve toksik agir metaller

Agir Metal Alkali Pil (mg/It)
Arsenik 0.053

Baryum 0.1

Kadmiyum 0.025

Krom 0.01

Kursun 0.04

Civa 0.025

Seleryum 0.05

Giimis 0.01

Tablo 1.8: Alkali pillerdeki agir metaller

Alkali piller kendi kendine y1lda %2 oraninda desarj olur.

1.4.2.2. Pil Kullanimi ve Bakimi

Lityum pilleri kullanildigi zaman Lith-X veya D-Class kiigiik yangmn sondiiriicii
devamli mevcut olmalidir. Su bazli yangimn sondiiriiciiler, lityum pillerde kullanilmamalidir.
Ciinkii lityum su ile reaksiyona girerek fazla miktarda patlayici hidrojen (H,) gazi aciga
cikarir. Lityum pillerini 1slak elle tutulmamalidir. Lityum pilleri ¢ope atilmamalidir. Bu
pillerdeki lityum, su ile reaksiyona girerek patlamaya neden olabilir.

Sekonder (Sarj edilebilir) piller kullanildigi zaman pil i¢in uygun sarj aleti

kullanilmalidir. Béylece sarj edilebilir pilin asir1 yliklemesi ve asinmasi dnlenir.

Ni-Cad pilleri, sicakken kesinlikle sarj edilmemelidir. Ozellikle yaz aylarinda arag
icinde kalan piller ¢abuk 1sinir. Bu durumlarda piller sogutulmali ve sonra sarj edilmelidir.

Sekonder piller, duman dedektdrlerin de kullanilmamalidir. Ciinkii Sekonder piller
kendi kendine yiiksek oranda desarj olur.
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Tahrip olmus, bozulmus sarj edilebilir piller tekrar sarj edilmemelidir.

Pil hiicresindeki bilesiklerle ¢iplak elle direk temas edilmemelidir. Pilin asidik veya
bazik elektroliti, deri sulanmasina ve yanmasina neden olabilir. Civa veya kadmiyum gibi
elektrot maddeleri ¢ok toksittir. Diger bilesikler viicutta gesitli kisa siireli (Sulanma ve
yanmaya) veya uzun siireli (Sinir sisteminin tahribatina) hastaliklara neden olabilir.

Piller atese atilmamalidir. Pilin metalik bilesikleri yanmaz ve yanan elektroliz
dagilabilir, patlayabilir veya toksik duman ¢ikarabilir. Piller endiistriyel tibbi atik yakma
tesislerinde yakilabilir.

Piller ¢antada acikta taginmamalidir. Aksi durumda metal paralari, anahtarlar veya
diger metalik maddeler pille temas ederek kisa devre meydana getirebilir. Bu da asirt
1sinmaya, akinttya veya patlamaya neden olur.

Pilleri muhafaza ederken kisa devre olusturucu veya herhangi yiik bosaltic1 yerlerden
(Metalik malzemeler gibi...) uzak tutulmalidir.

Pilleri soguk ve karanlik yerlerde saklanmalidir. Bu durum pilin émriinii uzatir. Pilleri
buzdolabinda sizdirmaz bir kap i¢inde saklamak sagliklidir. Bylece pilin dmrii uzatilmis
olur. Piller buzlukta kesinlikle depolanmamalidir. Pil alete takilmadan 6nce oda sicakligina
gelmesi beklenmelidir.

Cok hiicreli aletlerde farkli piller bir arada kullanilmamalidir. Voltajlardaki,
akimlardaki ve kapasitedeki kiiclik farklilik, tiim pillerin ortalama faydali kullanim émriinii
kisaltir.

Sekonder pilleri ¢cok hiicreli alette kullanirken ayn1 yasta ve ayni sekilde sarj edilmis
piller kullanilmalidir. Béylece piller ayn1 hizda ve oranda desarj olur. Sekonder Ni-Cd pilleri
zaman zaman hafiza kaybina ugrar. Bu durumlarda pilleri tam olarak desarj ettikten sonra
tekrar sarj edilebilir.

Piller yiiksek sicaklikta kullanilmamalidir. Is1 kaynaklarindan uzak tutulmalidir. Aksi
durumda elektriksel potansiyel, hizli bir sekilde bozulacaktir.

Pil satin alirken kapasitesine (mAh) mutlaka bakilmalidir. Kapasitesi diisiik olan
pillerin daha pahaliya mal oldugu unutulmamalidir. Cinko karbon ve Ni-Cad pillerin
kapasiteleri diisiiktiir. Ni-MH pillerin kapasiteleri orta ve Alkali ve Lityum pillerin

kapasiteleri yiiksektir.
@

Primer piller Kkesinlikle sarj aletine takilmamalidir. Aksi durumda ¢ok
toksit ve tehlikeli olan maddelerin akmasina neden olunur.




1.4.2.3. Kuru Pillerin Geri Kazanilmasi

Pillerde civa azaltilmas1 1984 yilinda baslamistir. Bes yil i¢inde pil i¢inde kullanilan
civa miktar1 %86 oraninda azaltilmigtir. Alkali pillerde civa miktart %97 oraninda
azaltilmistir. Temel pillerin %78’1 silindir alkali ve ¢inko karbon, %8.7 ¢inko civa, giimiis
oksit, alkali, ¢inko oksijen ve lityum, sarj edilebilir silindirik pillerin %7 nikel kadmiyum,
%4 nikel hidrid, %1.2" isi nikel kadmiyum diigme ve nikel hidrid pildir.

Avrupa iilkelerinde 2001 yilinda alinan kararla 2008 yilinda kadmiyum pillerin
kullanimi yasaklanacaktir.

Diinyada pillerde kullanilan agir metal miktariin azaltilmasinda ana kriter:

1. Pillerde kullanilan agir metal miktarini azaltmak,
2. Pillerin ayn toplanarak bunlarin ¢evreye zararlarin1 minimize etmektir.

Tiiketiciler, pillerin tipine, lireticiye ve pazarlamaciya bakmaksizin tiim pillerini geri
toplamak ve geri doniisiim kutusuna atmak zorundadir. Ozellikler civa oksit, giimiis oksit,
nikel-kadmiyum veya sizdirmaz kursun-asit bataryalar ¢ope kesinlikle atilmamalidir. Bu
piller oOzellikle saglik merkezlerinde, endiistride, ticarette ve resmi merkezlerde
kullanilmaktadir.

Cope atilan pillerdeki agir metaller zamanla bozunarak serbest hale gecer, sizint1 suyu
ile birlikte yer alt1 sularinin, topragin ve ylizeysel sularin kirlenmesine neden olur. Kirlenen
yer alt1 sularini aritmak ¢ok daha pahalidir. Cop yakma tesislerinde ise yanma sonucu bir
grup agir metal ugucu hale geger, atmosferde genis alana dagilir, akarsularin ve gdllerin
kirlenmesine neden olur. Baca gazi aritma tesisinde tutulan tozlarda agir metal
konsantrasyonu yiiksek olabilir. Bu tiir atiklar dikkatli incelendikten sonra depolanmalidir.
Kiile karigan kisim ise ¢6p depolama alaninda problem olusturur.

Pilleri geri kazanma programi gelistirmeden once ilk kademe olarak toplanacak pil
tipleri belirlenmelidir. Toplanacak pil tipleri, halkla iliskiler stratejisini, toplama yerleri
merkezlerini, toplama kaplar1 tiplerini ve nihai olarak bertaraf esasini etkiler. Genelde ii¢
toplama stratejisi, 1. Sadece diigme piller, 2. Diigme piller ve nikel kadmiyum piller, 3. Tiim
pillerin toplanmasi gelistirilmistir. Geri kazanma stratejisi gelistirmede diger Onemli
basamak, pillerin toplanmasi, taginmasi ve bertarafi i¢in yasal diizenlemelerin incelenmesi ve
bilinmesi gerekir. Yine pilleri toplamaya baslamadan ©nce pilleri toplamada kontrol
yonteminin nasil olacaginin bilinmesi gereklidir.

Temel aragtirmalar tamamlandiktan sonra pil toplama programinda ilk basamak egitim
ve Odillendirme i¢in halkla iliskiler programini gelistirmektir. Asagida potansiyel
promosyon stratejilerinin bir listesi verilmistir. Bunlar:

Bir ana konu ve strateji belirlenmelidir.

Sik sik promosyonlar gelistirilmelidir.

Gazeteler, posterler ve torbalar gelistirilmelidir.

Hakla duyuru anonslari, TV, radyo, yazili basin, okul egitim merkezleri, reklam
panolar ve sivil toplum orgiitlerinden yararlanilmalidir.

PO
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Ucgiincii basamak, pil toplama merkezleri olusturulmalidir. Bu merkezler halki
odiillendirme programina uygun yerler olmalidir. Bu bdlgeler toplanacak pil tiplerinin
yapisini yansitmalidir. Pil perakende satis merkezleri, ofisler, transfer istasyonlar1 pil
toplama merkezleri olarak kullanilabilir.

Pilleri toplayan kisileri tespit etme toplama merkezlerinin tipini belirlemenin bir
fonksiyonudur. Toplama merkezi olarak perakende satis yerlerini kullananlar, genelde
goniillii kuruluslar, komsuluk gruplari, yash vatandaslardir.

Pillerin toplanmasinda kullanilan ¢esitli kaplar var. Evlerde kullanilan piller torbalar
kirmizi renkli, izerinde geri kazanma logosu ve e-mail adresi olmalidir. Torbalar perakende
satis merkezlerinden ve geri donilisiim merkezlerinden {icretsiz temin edilebilmelidir. Bu
yerlerde torbalar kolay goriilebilir yerlere konmalidir. Perakende satis merkezlerinde piller
7-8 litre biiyiikliiglinde farkli kovalarda toplanir. Kovalar iisten kapaklidir. Kovalar stirekli
kapali, nemsiz yerde muhafaza edilmelidir. Bunlara bir 6rnek Sekil 1.13 ’te verilmistir.
Sehrin muhtelif yerlerinde olusturulan toplama bolgelerinde plastik torbalar kullanilabilir.

Toplama siklig1 zamanla ve tecriibe ile tespit edilir. Ayrica toplanan malzemenin
tipinin bir fonksiyonu olarak toplama siklig1 belirlenir. Perakende satis merkezlerinden piller
belli araliklarla pikaplarla toplanir. Eger toplama merkezlerinde sadece diigme ve nikel-
kadmiyum piller toplaniyorsa toplama sikligi buna gore belirlenir. Tiim toplama
merkezlerinin telefon ve e-mail adresleri olmalidir. Sehrin muhtelif yerlerinde olusturulan
merkezlerden pikapla pil toplama programu ile perakende satis merkezlerinden pil toplama
programu birlestirilmelidir.

Yeterli sayida pil ekonomik ve verimli bertarafi ile ilgili program belirlendikten sonra
bu pillerin hangi tiir kaplara konacagi belirlenmelidir. Toplanmis piller korozyona dayanikli
polietilen 210 litre hacminde plastik varillerde depolanmalidir. 210 litre varillerin agirlig
360 kg’dir. Varillerin depolandig yerler kapali, nemsiz, miimkiinse soguk ve havali ortamlar
olmalidir. Kotii hava sartlarindan etkilenmemelidir. Aksi durumda bu piller bozunabilir.
Yangina karst glivenli ortam olmalidir. Piller diger tehlikeli ve yanici maddelerden ayri
yerlerde depolanmalidir. Yeterli miktarda pil toplandiktan sonra bu piller bertaraf edilebilir.

Yukarida tarif edilen program sayili sayida pil lireticisi firma veya yerel yonetimlerle
birlikte yapilmalidir. Sayili sayida geri doniisiim merkezlerinde piller siniflara ayrilabilir.
Ayristirilan piller bertaraf tesisine gonderilir.

Tiim pil iireticileri iirettikleri pillerin {izerine ‘Cope Atilmas1 Yasaktir’ ibaresini veya
seklini koymalidir.
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Sekil 1.13: Cesitli pil toplama kutular1

1.4.2.4. Pillerle Ilgili Yapilmas1 Gereken Calismalar

Tiirkiye’de tiiketilen pil tiirleri belirlenmelidir. Ozellikle civali ve kadmiyumlu pillerin
iilkeye girisinde smirlamalar getirilmelidir. Ithalatct firmalar bu konuda 6nceden
uyarilmalidir. Kullanicilar (Ozellikle hastaneler) bu konuda bilgilendirilmelidir. Geregini
yerine getirmeyenler i¢in tedbirler alinmalidir.

Akii tireticileri kesinlikle bayileri vasitasiyla akiileri geri kazanmali ve ¢evreye zarar
vermeyecek hale doniistiirmelidirler. Bu konuda ilgili akii iireticileri ile toplantilar yapilip
gereken bilgilendirmeler yapilmalidir.

Bunlarm iilkede kullanimi smirlandiriimalidir. i1 ve ilge belediyelerinden baslanarak
pillerin ayr1 toplanmas1 saglanmalidir.

Bu konuda belediyeler asagidaki calismalar: yapabilirler:

>

Pillerdeki civa, kadmiyum ve kursun gibi zehirli agir metaller konusunda halki
bilin¢lendirmek

Pillerin ayr1 toplanmasini saglamali. Kirmizi renkli pil kutular ile pil toplama
merkezleri olusturmak

Vatandaglarin pilleri nasil ayr toplayacaklari konusunda bilgilendirmek.

Kirmizi renkli pil toplama araglar1 olusturmak
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Pil toplama islemini illerin geneline yayginlastiriimalidir

Pillerin depolama alanlarinda ayri 6zel hiicrelerde depolanmasi saglanmak

Medya’ya piller konusunda bilgi vermek

vV V V V

Pillerin tehlikeli madde (Civa, kadmiyum ve kursun gibi...) igerdigini
gelisiglizel kullanilmamasi gerektigini anlatmak

A\ 4

Akmug pillerin ¢ok tehlikeli oldugunu, eldivensiz dokunulmamasi gerektigi ve

> Pillerin tehlikeli madde icermesi sebebiyle dille kontrol edilmemesi gerektigi
kamuoyuna duyurmak

1.4.2.5. Pillerin Kullanimi Sirasinda Giivenlik Onlemleri

Dogru kullanildiklarinda, lityum piller emniyetli ve giivenilir giic kaynaklaridir.
Ancak, yanlis kullanilir veya zorlanirlarsa, sizinti, delinme veya u¢ durumlarda patlama
ve/veya yangin olusabilir.

a) Pilleri ters takmayiniz. Pil ve cihaz tizerindeki + ve - isaretlerine dikkat ediniz.
Piller ters takildig1 zaman kisa devre olabilir veya dolabilir. Bu, asir1 1sinma, patlama
veya yangina neden olabilir.

b) Pilleri kisa devre etmeyiniz.

Pilin (+) ve (-) baglant1 u¢lar birbirlerine dogrudan baglandiginda pil kisa devre olur.
Ornegin birbirlerinin iizerinde veya birlikte karigik duran piller kisa devre olabilir. Bu,
delinme, sizint1 ve muhtemel yanginla sonuglanabilir.

¢) Pilleri doldurmaymiz.
Primer bir pili doldurmayi denemek delinme, sizinti ve muhtemel yanginla
sonuglanabilecek dahili gaz ve/veya 1s1 liretimine neden olabilir.

d) Pilleri zorlayarak bosaltmayimiz.

Piller harici bir gii¢ kaynag1 araciligiyla zorlanarak bosaltildigi zaman, pilin gerilimi
tasarim kapasitesinin altinda zorlanacaktir ve pilin igindeki gazlar1 azalmaya zorlar. Bu
delinme, s1zint1, patlama ve/veya muhtemel yanginla sonuglanabilir.

e) Pilleri karistirmayiniz. Pilleri yenisiyle degistirirken, tiimiinii ayn1 marka ve tipte
yeni pillerle ayn1 anda degistiriniz.

Farkli marka ve tipte piller birlikte kullanildiginda veya yeni ve eski piller birlikte
kullanildiginda, bazi piller hiicre gerilimi farkindan dolay1 dolabilir veya kapasite farkindan
dolay1 asir1 bosalabilir. Bu durum delinme ve/veya patlamaya neden olabilir.

f) Bitmis piller hemen cihazdan ¢ikartilmali ve imha edilmelidir.

Bosalmis piller cihazda uzun bir silire boyunca tutulursa, cihazda hasara yol agan
elektrolit s1zintis1 meydana gelebilir.
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g) Pilleri asir1 1sitmayiniz
Pil asir1 1s1t1ldig1 zaman, elektrolit tahliye olabilir ve ayiricilar bozulabilir. Bu delinme,
sizint1, patlama ve muhtemel yanginla sonuglanabilir.

h) Pillere dogrudan kaynak veya lehim yapmayiniz.
Pillere dogrudan kaynak veya lehim yapmaktan dolay1 olusan 1s1, delinme, sizinti,
patlama veya yangina neden olabilir.

i) Pilleri pargalara ayirmayiniz
Pil parcalara ayrildiginda, bilesenler kisinin yaralanmasina veya yangina neden
olabilir.

j) Pillerin bi¢imini bozmayniz.
Lityum piller ezilmemeli, delinmemeli veya bagka tiirlii bozulmamalidir. Bu tip koti
kullanim, delinme, s1zint1, patlama veya muhtemel yanginla sonuglanabilir.

k) Pilleri ateste imha etmeyiniz.
Piller ateste imha edildiginde, 1s1 artis1 patlama ve/veya yangina neden olabilir. Pilleri
kontrollii bir yakma cihazinda, onaylanmis imha etme disinda yakmayiniz.

1) Hasarl1 bir kabi olan bir lityum pil suya maruz birakilmamalidir.
Suyla temas halindeki lityum metali ates ve/veya hidrojen gazi iiretebilir.

m)Yetigkin denetimi olmaksizin ¢ocuklarin pilleri yenisiyle degistirmelerine izin
vermeyiniz.

n) Pilleri cocuklarin erisiminden uzak tutunuz. Ozellikle yutulabilir kabul edilen
pilleri ¢ocuklarin erisiminden uzak tutunuz.

0) Pilleri mahfaza i¢ine almayiniz ve/veya degistirmeyiniz.

Pile yapilacak mahfazlama veya baska herhangi bir degisiklik tahliye mekanizmasinin
engellenmesine ve sonrasinda patlamaya sebep olabilir. Herhangi bir degisiklik yapmanin
gerekli oldugu diistintiliiyorsa, pil imalatgisinin 6nerileri alinmalidir.

p) Kullanilmamis pilleri orijinal ambalajlarinda depolaymiz ve onlar1 kisa devre
edebilecek metal cisimlerden uzak tutunuz.

Kisa devreden sakinmanin en iyi yollarindan biri, kullanilmayan pilleri orijinal
ambalajlarinda depolamaktir.

r) Bosalmuis pilleri cihazdan ¢ikartiniz.

Artik fonksiyonlarmi yeterli diizeyde yerine getirmeyen veya uzun bir siire
kullanilmamasi beklenen (Ornegin, video-kameralar, foto flas, vb.) pilleri cihazdan hemen
cikarmak avantajlidir. Bugiin piyasadaki lityum pillerin ¢ogunun sizintiya karsi yiiksek
dayaniklilikta olmasima ragmen, kismen veya tamamen bitmis bir pil, kullanilmayana gore
sizintiya daha yatkindir.



1.4.3. Ekranlarin Uygun Sekilde Elden Cikarilmasi

1.4.3.1. Monitor (Ekran) Piif Noktalar:

Iyi bir monitér, yiiksek ¢oziiniirliiklerde titresimsiz ¢alisir. 14 ing bir monitdr igin
800x600, 15 ve 17 inch icin 1024x768; daha iizeri i¢cin 1280x1024 ve lizeri ¢oziiniirlikler
onerilir. Bu ¢oziiniirliiklerde tazelenme hiz1 70 Hz'in altina diismemelidir (85 Hz olabilir).Bir
monitdriin kalitesi, ayn1 zamanda ekranin her tarafinda ¢izgileri diiz gosterebilme, renkleri
dagitmama, metin ve grafikleri net gosterebilme, renkleri canli gosterebilme becerilerine
baghdir. Once iizerindeki diigmelerle en uygun ayarlar1 yapilmalidir.

Bazen ekran kartiniz ile monitoriinliz uyusmayabilir. Bu durumda monitdr
acilmayabilir veya destekledigi c¢oziiniirlikkleri gdstermeyebilir. Monitorlerin de siiriiciileri
olabilir (Ozellikle de iyi marka ismine sahip olanlarm). Bunlar1 denemenizi ise
yaramiyorlarsa monitdr ve ekran karti {ireticisinin web sitelerinden bilgi almanizi 6neririz.
Diiz kare monitorler daha iyi gorilintii verir. Ayrica yansima Onleyici kaplama, TCO 95,
MPRII gibi enerji ve ergonomi standartlar bir monitoriin kalitesi hakkinda fikir verir.

1.4.3.2. Ekranlarin Bertarafti

Sekil 1.14. Atik monitor

Bilgi ¢aginda cevrecileri korkutan ve sindiren ¢ok 6nemli bir olay da teknolojik
atiklardir. Sadece 2003 yilinda, Amerika'da 63 milyon kisisel bilgisayar atik/¢Op sahalarina
gonderilmistir. Her kisisel bilgisayar biiyiik bir kismi monitorde olmak {izere yaklasik 1,8 kg
kursun icermektedir. Bunlarin yaninda az miktarlarda zehirli/toksik kadmiyum ve civa da
bulunmaktadir. Bu toksik maddeler birleserek birgok pis kirli atik olusturmakta ve bunlarin
cogu artik ¢op yiginlan icine atilmakta veya gelismis tilkelerden gevre duyarlig1 az olmayan
iilkelere gonderilmektedir. Ornegin, ABD bugiin elektronik atiklarinin yaklasik %50'sini
deniz asin iilkelere gondermektedir. Gelismis ve gelismekte olan iilkelerde elektronik atik
(bilgisayar, monitor, entegre devreler, telefonlar, TV, elektronik pargalar/cihazlar v.s.)
sorunu ¢ok 6nemli boyutlara ulagsmaktadir. Bu sorunun ¢6ziimii i¢in sorun daha da biiyiiyiip
¢Oziimsiizlesmeden bunlar1 geri kazanabilecek teknolojilerin uygulanip yayginlagsmasina
ihtiyag vardir. Biitiin diinyada elektronik fiireticileri ayni zamanda daha az tehlikeli
malzemeler kullanilmaya zorlanmaktadir.
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Diinyada e-atik sorunu gelismis iilkelerin, eski/hurda/kullanilmis kisisel bilgisayarlari
fakir diinya devletlerine gondermeye baslamasiyla, gercekten tartigilmaya baslanmustir.
Gelismis iilkelerin birgok elektronik atigi Cin gibi iilkelerde son bulmaktadir. Bu iilkeler bu
e-atiklardan ¢ok ilkel geri kazanim yontemleriyle bakir, aliminyum ve altin1 geri kazanirken,
kursun ve diger zehirli atiklarin toprak ve suya karigmasina yol agmakta ve buna goz
yummaktadir. Hizla gelisen teknoloji sebebiyle bugiin iiretilen, hayatimizi kolaylagtiran
elektronik cihazlarin atiklarinin diinyada artik ciddi bir sorun oldugu ve bunlarin emniyetli
bir sekilde geri kazanim ve yok etme yontemlerinin gelistirilmesinde kanun yapicilara ve bu
iirlinleri liretenlere 6nemli gorevler diismektedir.

Ulkemizde de e-atiklar (Ozellikle bilgisayar, monitdr, TV, cep telefonu, elektronik
parcalar vs.) artik énemli sorun haline gelmeye baslamistir. Bu elektronik atiklardan geri
kazanilabilecek kiymetli metallerin (Bakir, aliminyum, altin vs.) emniyetli bir sekilde geri
doniisiim yontemleri gelistirilmeli ve zehirli metaller (Kursun, kadmiyum, civa vs.) toprak,
hava ve suya karismadan yok edilmelidir.

CRT 'lerin, bir gii¢ kaynagiyla baglantilar1 kesildiginde bile koruduklar1 6ldiiriicti
etkisi olabilen voltaj nedeniyle, daima biiyiik bir 6zenle ele alinmas1 gerekir. CRT 'ler ayrica,
cam, metal, plastik, kursun, baryum ve seyrek toprak metalleri de igerebilir. CRT monitorleri
yaklasik 1,814 kg kursun igerir. Kesin miktar, monitdriin boyutuna ve modeline baghdir,
omrii tilkkenmis CRT monitorlerinin bilesenlerinin ¢ogu kurtarilabilir veya geri
dontistiiriilebilir. Monitorlerin, ¢evresel yonergelere uyularak elden ¢ikartilmast gerekir, dmrii
tikenmis CRT ‘lerin nasil elden ¢ikartilacagi hakkinda bilgi almak igin, yerel atik toplama
temsilciliklerine veya geri doniisiim sirketlerine basvurulabilir.

1.4.4. Toner ve Kartuslarin Uygun Sekilde Elden Cikarilmas:
1.4.4.1. Bos Kartuslarinizi Atmayiniz

2002°de Ingiltere’de yaklasik 15 milyon yazici kartusu
kullanilmis olup bunlarin 13 milyon adedi atilmig olarak tespit
edilmistir. Bos toner ve Kkartuslarin geri doniisiimiinde
kullanilma imkani varken ve de belirli {icret karsiliginda
satilma durumu s6z konusu iken atilmalarinin anlami yoktur.
Ayni yilda global olarak 10 milyon Laserjet printer toneri geri
doniisim programinda kullanilmigtir. Bu kayit yaklasik 26
milyon pound gibi bir rakamin ¢opten geri donmesi anlamina
gelir.

Sekil 1.15: Toner ve kartuslar

Satici firmalar yeni miirekkep ve toner tozu kullanilarak elde edilen bitmis kartuslarin
yazicilara zarar verdigini ifade eder. Burada amag tiiketiciyi yeni {iriin almaya sevk etmektir.
Zira iretici firmalarin ana gelir kaynagi sarf {iriinlerin satisindan kaynaklanir. Ancak bu
firmalarin ¢ogu su anda geri donilisiim programlarini uygulamaya almistir; buna goére bos
kartuslar ya geri doniisimde ya da diizenleme amaciyla pargalara ayrilmaktadir. Bu
sistemde; modele bagl olarak, 6zellikle ¢ok kullanilan marka kartuslarin %70’i doniisiim
olarak kullaniimaktadir. Geri doniigiim olan kartuglar plastik ve plastik iirlinleri (Tepsi, tel,
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makara...), metal ve diger bilesenler (Miirekkep, kopiik ve bilesenler) gibi parcalara ayrilir.
Plastik ve metaller ayrica aritilip ham maddeler, oto parcalari ve yazici iiriinleri yapilmak
tizere kullanilir. Kalan pargalar ekolojik ¢evreyi kirletmeyecek ve koruyacak sekilde
diizenlenir.

Teknisyenler tiiketilen kartuslarin o6nce kullanilabilir olup olmadigim test
ederek, uygun olanlari:

1. Miirekkep kartuslarin yenilenme yontemiyle (Temizlenip, dolumu yapilarak)

2. Lazer tonerlerin dolum yontemiyle (Temizlenip, dolumu yapilarak)

3. Lazer tonerlerin yenileme yontemiyle (Arizali pargalarin yenilenip, dolumu
yapilarak) geri doniisiimiinii saglar.

Biten kartuglari miimkiin oldugu kadar kisa bir siire i¢inde dolum veya yenileme
merkezlerine ulastirilir. Kartuslarinizi kutusu i¢inde diisme ve ¢arpmalara maruz kalmayacak
sekilde saklanmalidir. Inkjet (Miirekkep piiskiirtmeli) kartusunuz bitince mutlaka agzim
orijinal bandiyla kapatiniz. Renkli kartuglar kesinlikle bantlanmamalidir. Renk karigmasina
sebep verebilir. Naylon bir torba igerisinde muhafaza ediniz. Sunu unutmayiniz ki uzun bir

siire bos olarak bekletilmis inkjet kartus ne kadar ugrasilsa da dolum kabul etmeyebilir.
'y )
Vas
Geri doniisiimlii toner kartuslari ve inkjet miirekkep kartuslar1 hem ciizdaninizi

hem de cevreyi korur.

o
Yaw

Giivenle ve ucuza

Toner kartuslarmmin ve miirekkeplerinin geri donlisiimlii olmasi tabii ki yazici
ireticilerinin pek hosuna gitmiyor. Onlar kullanilan {iriinlerden kazanabilmek i¢in yazicilari
ucuza satiyor. Yeni bir kartus satin almak istediginizde nerede ise yazicinizin fiyatinin {igte
birini 6demek zorunda kalirsiniz. Yani diger bir degisle her ii¢ yeni kartus satin aldiginizda
yeni bir yazici parasi 6dilyorsunuz.

Gilinlimiizde teknolojik imkéanlar, bosalmis orijinal kartuslar1 Once temizlenip ve
bakimlarmin yapildiktan sonra tekrar doldurulmasina olanak saglar. Ustelik de orijinal
kartuglarin fiyatinin ¢ok altina toner ve yazici kartuslarinin geri donlisimi miimkiin
olmaktadir.

Ulke Ekonomisi

Kartuslar1 bu sekilde degerlendirildiginde kazanci ortada, bunu birde makro diizeyde
iilke ekonomisine yansittigimizda ve bir yilda {lilkemizde yiiz binlerce kartus tiiketildigini
gbz oniine alip dzellikle {ilkemizin i¢inde bulundugu ekonomik ortamda ¢ok biiyiik doviz
rakamlariin tasarruf edilecegini tahmin etmekte hi¢ zorlanmayacaksiniz.



Cevreye katki

Isin bir de gevre yonii vardir. Kartuslarm iiretildigi madde olan plastik cesitleri ve
icindeki kimyasal maddeler maalesef ¢evreye en ¢ok zarar veren ve yok olmasi yiizyillar
siirebilen atiklardir. Bunlarin miimkiin olan en az miktara indirilmesinde kartus ve tonerlerin
geri doniisiimiiniin ve bakim isleminin biiyiik katkilar1 oldugudur. Inkjet miirekkep ve lazer
toner kartuslar1 son anina kadar kullanarak, kullandiktan sonra da gevreye zarar vermeyecek
sekilde elden ¢ikarilmalidir.

Ayrica, unutmayalim ki yeniden doldurulmus miirekkep piiskiirtmeli kartuslar kullanmak,
miirekkep piiskiirtmeli yazicinin garantisinin gegersiz sayilmasina da sebep olabilir.

Doldurma iglemi yaparken bu durumu g6z 6niinde bulundurunuz.

1.4.5. Kimyasal Sivi ve Ucucu Madde Kutularimin Elden Cikarilmasi

Insanlarin i¢inde bulunduklari, calistiklar1 ortam atmosferi ve ¢evrelerinin, gaz, buhar,
duman ya da sivi halindeki kimyasallarla kirlenmesi sonucunda ortaya cikabilecek
zehirlenmeler ve saglik bozukluklarinin nedenleri olarak tanimlanmaktadir. Bilgisayarlarin
iiretiminde bazi1 parcalarin, 6rnegin; elektrolitik ya da kagit kondansatorler ya da yiiksek
gerilim transformatdrlerinde kullanilan yalitim kimyasallarinin (Polichlorinated biphenils
gibi...) ¢aligma ortamimna yayilarak calisanlar1 etkilemekte oldugu sdylenmektedir. Isletme
sirasinda bu tiir kagaklarin olmasi durumunda biiyiik bir olasilikla bilgisayar da arizalanarak
caligmayacaktir. Endiistriyel hijyen ve meslek hastaliklar1 ile ilgili diinya literatiiriinde
bilgisayarlardan kaynaklanan kimyasal bulagsma kokenli meslek hastaligi olaylarina hig
rastlanilmamaktadir. Oysa ¢alisilan ortamda sigara igiliyor, hacim yeterince
havalandirilmiyorsa operatorler ve orada bulunan herkes akciger kanseri ya da kalp
hastaliklarina aday kisiler olacaktir.

1.4.5.1. Kimyasal Cozeltilerin ve Aerosol Kutularin Uygun Sekilde Elden
Cikartilmasi

Bilgisayar temizliginde kullanilan kimyasallar ve ¢dzeltiler, gevresel sorunlar i¢in diger bir
kaynag: olustururlar. Bu kimyasallar, cevreye bosaltildiklarinda veya buharlastirildiklarinda ciddi
hasara yol acabilir. Bu nedenle, atmadan dnce bu 6geleri, yerel atik yonetimi temsilciligi ile
birlikte temizlemek gerekir. Bu kimyasallarin nereye ve nasil atilacagimi 6grenmek Icin ilgili
saglik birimiyle irtibata ge¢iniz. Bu kimyasallann asla lavaboya dokmeyiniz veya genel
kanalizasyonlara baglanan bir kanala atmayiniz.

Sekil 1.16. Cesitli aerosol kutular
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Serbest sivilar, standart bir boya filtresinin i¢inden gecebilen maddelerdir. Copliik
alanlarinin ¢ogu, serbest sivilari isleyemez ve bu sivilar bir araziye bosaltilamaz. Bu nedenle,
cozeltilerin ve diger temizlik malzemelerinin uygun bir bigimde siniflandirilmas: ve uygun
bir bosaltim merkezinde elden c¢ikartilmasi gerekir. Cozeltilerin veya diger temizlik
malzemelerinin saklandig1 teneke kutular veya siselerin de 6zel olarak islem gormeleri
gerekir. Bunlarin, 6zel zararh atik olarak tanimlanip ona gore islem gordiiklerinden emin
olunuz. Icerigi tamamen kullanilmamissa bazi aerosol kutulari 1stya maruz kaldiklarinda
patlayabilir.

Her tiirlii zararh atiklar igin atik yonetim piramidi agsagida gosterilmistir.

A

Minimizasyon

Yeniden Kullanim

Geri Dﬁnﬁgﬁm

Enerji Geri kazanimi

Bertaraf

Sekil 1.17: Atik yonetim piramidi

Ozetle atiklarin geri kazamilmasi ve tekrar kullanilmasi;

Ekonomiktir.

Atik miktarini ve hacmini azaltir.

Depolama sahalarinin kullanim émriinii uzatir.
Ham maddeden tasarruf saglanir.

Dogal kaynaklar korunur.

Enerjiden tasarruf saglanir.

Cevre duyarlilig: artar.

Gelecege yatirim yapilir.
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1.5. Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari

1.5.1. Genel Bilgi

MSDS egitimin amaci, ¢alisanlara tehlikeli kimyasallar ile g¢alismalar1 sirasinda
karsilagabilecekleri riskler ve bunlari gidermek i¢in alinabilecek dnlemler konusunda bilgi ve
becerilerin kazandirilmasidir. Bu konu, zararli maddelerin kullanimi sirasinda meydana
gelebilecek kazalarin onlenmesini, is¢i + cevre performansinin iyilestirilmesini ve giivenli
bir ¢aligma ortam1 yaratilmasini kolaylastiracaktir. Bu faaliyette verilen bilgiler
dogrultusunda, malzeme giivenligi veri sayfalar1 hazirlama (MSDS) ve kullanmay1
O0greneceksiniz.

Bir Malzeme Giivenligi Veri Sayfasi (Material Safety Data Sheet- MSDS) malzeme
tanimlamas1 hakkinda bilgi 6zeti veren bir durum sayfasidir. Bu bilgi, kisisel sagligi
etkileyebilen, yangin tehlikesi olusturabilen ve ilk yardim gerektiren zararli muhteviyati
igerir. Kimyasal reaktivite ve uyumsuzluklar, dokiilme, sizma ve malzemelerin giivenli bir
bigimde iglenmesi ve depolanmast i¢in koruyucu o6lgiitleri ve elden ¢ikartma prosediirlerini
icerir. PC onarimlarinda veya koruyucu bakimda kullanilan bir malzeme zararli olarak
siniflandirilmigsa, iireticinin MSDS'ine bagvurulur. Sekil 1.17'de gosterilen Is Giivenligi ve
Saglik Idaresi (The Occupational Safety and Health Administration - OSHA), zararl
maddelerin uygun iglenmesi tizerine bu veri sayfalarini gelistirmistir. Tlim zararli maddelerin
el degistirdiklerinde bir MSDS ile birlikte bulunmalar gerekir. Bilgisayar onarimlar1 veya
bakimi i¢in retilmis bazi iriinlerin kilavuzlar, ilgili MSDS bilgisi i¢erir. MSDS mevcut
degilse, giincel bilgi i¢in, http://www.msdssearch.com adresini ziyaret ediniz.

OSHA

Regulations

&

Sekil 1.18. OSHA logosu

OSHA, dogrudan bu maddelerle calisan organizasyonlarin MSDS ‘leri 6nemli bir yere
postalamasini gerektirir. Bir MSDS, asagidaki bilgileri igeren degerli bir bilgi kaynagidir:

1.5.2. Giivenlik Bilgi Formunda Bulunmasi Gereken Bilgiler

Giivenlik bilgi formunda bulunmasi gereken bilgiler iki kisim halinde diizenlenir.
Giivenlik bilgi formunun birinci kisminda; madde/miistahzar adi, formun diizenlenmesinde
kullanilan mevzuat, formun hazirlama tarihi, formda yeniden diizenleme yapilmis ise en son
diizenlemenin yapildig1 tarih ve kacginci diizenleme oldugu, sayfa numarasi ve form
numarasi ayr1 ayri belirtilir.
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Formun Birinci Kisminda Yer Alacak Bilgilerden;

a) Madde / miistahzar ad1 olarak; madde / miistahzarin kimyasal ve / veya varsa ticari
adi,

b) Formun diizenlenmesinde kullanilan mevzuat olarak; “ 91 / 155 / EC ve Giivenlik

Bilgi Formu hazirlama Usiil ve Esaslar1 Tebligi ( yayim tarih ve sayist ) © ne uygun
olarak hazirlanmigtir. ““ ifadesi,

¢) Form numarasi olarak; iiretici tarafindan verilen form numarasi,

d) Sayfa numarasi olarak; sayfa numarasi / formun toplam sayfa numarasi yazilir.

Giivenlik Bilgi Formu’nun ikinci Kisminda:

1. Madde / Miistahzar ve Sirket / Is Sahibinin Tanitimu,
2. Bilesimi / Igindekiler Hakkinda Bilgi,

3. Tehlikelerin Tanitimi,

4. 11k Yardim Tedbirleri,

5. Yanginla Miicadele Tedbirleri,

6. Kaza Sonucu Yayilmaya Kars1 Tedbirler,

7. Kullanma ve Depolama,

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kisisel Korunma,
9. Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler,

10. Kararlilik ve Tepkime,

11. Toksikolojik Bilgi,

12. Ekolojik Bilgi,

13. Bertaraf Bilgileri,

14. Tasimacilik Bilgisi,

15. Mevzuat Bilgisi,

16. Diger Bilgiler, olarak numaralandirilmis ve adlandirilmis 16 standart baglik
altinda toplanan bilgiler verilir.
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1.5.3. Giivenlik Bilgi Formu Diizenleyicileri icin Rehber

Standard bagliklar altinda yer alacak bilgilerin tespitinde ve forma islenmesinde, bu
rehberde anlatilan usiil ve esaslara uyulmasi gerekir. Bu rehber, giivenlik bilgi formlarinda
bulunmasi gereken her bir standart baslik detayinda yer almasi1 gereken bilgilerin igeriginin,
dogrulugunun ve uyumunun saglanmasini teminen, Giivenlik bilgi formu diizenleyenlere
detayl1 bilgi vermek iizere hazirlanmigtir.

Madde/Miistahzarlarin ¢ok genis ve farkli ozelliklere sahip oldugu goz Oniine
alindiginda, bazi durumlarda standart basliklar altinda ilave bilgilerin verilmesi gerekebilir.
Giivenlik bilgi formlarinda, profesyonel kullanicilar tarafindan, i yerinde kullanilan ¢evreye
ve sagliga zararli maddeler ve kimyasallardan kaynaklanabilecek riskler vardir. Bu
formlarda, risklerin ve olasi risklere karsi insan sagliginin ve g¢evrenin korunmasi igin
alinacak giivenlik Onlemlerinin uygulamaya yonelik olarak saglikli bir sekilde tespitini
teminen, hedef kullanicilarin 6zel gereksinimleri ve durumlart da dikkate alinarak belirlenen
baz1 6zel ve detayli bilgilere yer verilmektedir. Standard basliklar altinda yer almasi1 gereken
bazi 6zelliklere iliskin bilgilerin verilmesinin teknik olarak miimkiin olamamasi durumunda,
bunun nedenleri her bir baglik altinda agikca belirtilmelidir. Her bir tehlikeli 6zellik igin
mutlaka bilgi verilmelidir. Madde/Miistahzarin siniflandirmasina iliskin herhangi bir bilginin
bulunamamas:  nedeniyle madde/miistahzar tehlikesiz olarak  degerlendirilmisse,
madde/miistahzara iligkin tespit edilmis veya mevcut olumsuz test sonuglari ayrica, agik¢a
belirtilmelidir.

Asagida, formda bulunmasi gereken 16 standart baslik ile birlikte bu basliklar / alt
basliklarin detayinda yer almasi gereken bilgiler ve bu bilgilerin tespitine yonelik diger
bilgiler verilmistir.

1.5.3.1. Tanimlar

Madde: Dogal halde bulunan veya bir liretim sonucu elde edilen, kararliligini ve
yapisini etkilemeden uzaklastirilabilen ¢oziicliler harig, iiretiminde kararliligini saglamak
tizere kullanilan katki maddeleri ile liretim isleminden kaynaklanan safsizlig1 ihtiva eden
kimyasal element ve bunlarin bilesiklerini ifade eder.

Miistahzar: En az iki veya daha ¢ok maddenin karigim veya ¢ozeltilerini ifade eder.
1.5.3.2. Formda Bulunmasi Gereken 16 Bashgin Detaylar:

1.Madde/Miistahzar ve Sirket/Is Sahibinin Tanmitimi: 1 numarali bu standart bashk
altinda, asagida verilen alt basliklar detayinda bilgiler verilmelidir.

1.1.Madde/Miistahzarin tanitilmasi: Madde/miistahzarin etiketinde yer alan
bilgileri verilmelidir.

1.2.Madde/Miistahzarin kullanimi: Madde/miistahzarin amaglanan veya
onerilen kullanim bigimlerini /alanlarini, bilindigi kadartyla belirtilir.
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1.3.Firmanin tanimi: Madde/miistahzar1 piyasaya arz eden iiretici, ithalat¢1 ve
miimkiinse dagiticinin; adi, firma adi, agik adresi, telefon ve faks numaralarini
belirtin.

1.4.Acil durum telefonu: 1.3 ’de s6z edilen bilgiye ilave olarak, {ireticinin
ve/veya ilgili resmi kurumun acil durum telefon numaralarini verin.

2. Bilesimi / Icindekiler Hakkinda Bilgi: 2 numarali bu standart bashk altinda
verilen bilgiler; alicilarin, miistahzarin bilesenlerine iliskin tehlikelerini kolayca tanimalarina
yoneliktir. Miistahzarin kendisine iliskin tehlikeler, form’un 3 numarali standart basligi
altinda verilmelidir.

2.1. Miistahzarin tiim bilesim yapisinin  ( Bilesenlerin  yapisi  ve
konsantrasyonlari) verilmesi gerekli degildir. Bilesimdeki tehlikeli maddelerin genel
tanim1 ve konsantrasyonlar yeterlidir.

2.2. Cevreye veya insan sagligma herhangi bir zarari olan maddeler,
konsantrasyonlar1 veya konsantrasyon araliklar ile birlikte belirtilir.

2.3.Maddenin fiziko-kimyasal, saglik ve ¢evresel zararlarina gore belirlenmis
tehlike isareti ve Risk Durumlar1 ile birlikte belirtin. Risk Durumlarini; Risk
numaralar1 seklinde yaziniz. Risk ibaresinin agik ifadesi i¢in form’un 16 numaral
standart basgligina atifta bulunulur.

3. Tehlikelerin Tanitimi: 3 numarali bu standart baglik altinda, madde / miistahzarin
insan ve gevreye yonelik olarak tasidigi tehlikeleri ( zararlar1 ) agik¢a ve kisaca belirtilir.
Madde/miistahzarin siiflandirmasinda iligkin mevcut mevzuatin bulunmamasi veya
yetersiz kalmasi halinde, siniflandirma Avrupa Birligince 6ngoriilen siniflandirmaya gore
yapilir. Yonetmelige gore tehlikeli olarak siniflandirilan miistahzarlar ile tehlikeli olarak
siniflandirilmayan miistahzarlarin ayrimini net bir sekilde yapilir.

Madde / mistahzarin kullanimindan veya muhtemel yanlis kullanimindan
kaynaklanan, en onemli olumsuz fiziko-kimyasal etkiler ile insan sagligi ve g¢evre
izerindeki en 6nemli olumsuz etkileri tanimlayiniz.

Madde / miistahzarin siniflandirmasina neden olmayan ancak, genel tehlikelerine
katkis1 olabilecek tozlasma, bogma, donma veya toprakta yasayan organizmalara yonelik
zararlar tiiriinde ¢evresel etkiler gibi diger zararlarini da belirtiniz.

Etikette yer alan bilgiler Form’un 15 numarali standart baslig1 altinda verilmelidir.

4. Ik Yardim Tedbirleri: 4 numarali bu standart bashk altinda, ilk yardim
tedbirlerini tanimlayiniz ve acil tibbi miidahale veya uyar1 gerekiyor ise ilk olarak bu durumu
mutlaka belirtiniz. Ilk yardim konusundaki bilgiler kisa ve kazazede, kazazede’nin
yanindakilerle ilk yardim gorevlileri tarafindan kolayca anlasilir olmalidir. Semptomlar
(belirtiler) ve etkiler agik¢a Ozetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza aninda kaza
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yerinde yapilmasi gerekenler ve maruz kalinmasindan sonra takip eden donemde ortaya
¢tkmas1 muhtemel gecikmis etkiler belirtilmelidir.

[k yardim konusundaki bilgileri; solunursa, cilt ve goz ile temas ederse ve yutulursa
gibi degisik maruz kalma bi¢imlerine gore ayri alt basliklar halinde belirtilir.

Bir doktorun profesyonel yardiminin gerekli olup olmadig1 veya onerildigi durumlar
ile doktora iletilmesi gereken 6zel bilgileri belirtiniz.

Bazi maddeler / miistahzarlarin 6zelligine bagli olarak isyerinde yapilmasi gereken
ozel ve acil iglemler i¢in gerekebilecek 6zel tavsiye ve tedbirleri belirtiniz.

5. Yanginla Miicadele Tedbirleri: 5 numarali bu standart baslik altinda, madde/
miistahzarin kendinden kaynaklanabilecek bir yangin veya madde/miistahzarin etrafinda
cikabilecek yangin ile miicadele sartlarini;

a)Uygun yangin soOndiiriicliler ve yanginla miicadelede kullanilacak o6zel
sondiirme yontemi,

b)Giivenlik nedenleriyle kullanilmamasi gereken yangin sondiiriicliler ve
yangin sondiirme yontemleri,

c¢)Madde/miistahzarin; kendisine, yanma iiriinlerinden ve gazlagsmasindan ortaya
¢ikan gazlara maruz kalinmasi halindeki ortaya ¢ikabilecek 6zel zararlari,

d)Yanginla miicadele edenler i¢in gerekli 6zel koruyucu ekipmani da belirtmek
suretiyle agiklayiniz.

6. Kaza Sonucu Yayilmaya Kars1 Tedbirler:6 numarali bu standart baglik altinda,
madde/miistahzarin kaza sonucu yayilmasina karsi asagida belirtilen 6nlemler ve temizleme
metotlarini belirtiniz.

> Kisisel 6nlemler olarak; uzak tutulmasi gereken tutusturucu kaynaklar, yeterli

havalandirmayi saglayan ve solunumu koruyucu sartlar, tozumay1 kontrol altina
alacak onlemler, deri ve goz ile temasin Onleyici tedbirler.

> Cevresel onlemler olarak; kanallara, yiizey ve yeralti sularina, topraga

karigsmasint engelleyici uyarilar ve Onlemler, civardaki insanlar ve tesislere
bildirilmesi gereken uyarilar.

> Temizlenme metotlar1 olarak; emici materyal kullanimi (Ornegin

kum,toprak, asit tutucu, genel tutucu, talag gibi), gazlarin/dumanin suyla
azaltilmasi, seyreltme, ayrica, ‘“............ y1 asla kullanma >, < ... .. ile
nétralize et’’ gibi uyarilar da degerlendirmeli, gerekiyorsa belirtiniz

Not: Gerektigi takdirde 8 ve 13 numaral standart bashga atifta bulunulur.

7. Kullanma ve Depolama: 7 numarali bu standart baglik altinda yer alacak bilgiler;
saglik, giivenlik ve ¢evrenin korunmasini teminen, isverenin, tehlikeli kimyasallarla ¢aligilan
islerde ve is yerlerinde alinacak tedbirlere iliskin mevzuata uygun olarak, is yerindeki
caligma usullerini planlanmasina ve oOrgiitsel tedbirlerini almasina yardimci olacak
bilgilerdir.
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7.1.Kullanma: Madde/miistahzarin giivenli kullanimi konusunda koruyucu
onlemleri; kontrol altina alma, lokal ve genel havalandirma, gaz haline gelmesi ve
tozlanarak yayilmasi ile yangmi Onleyici tedbirler, ¢evreyi korumak igin gerekli
tedbirler. Madde/miistahzara iliskin 6zel sartlar veya kurallar (Ornegin, yasaklanan ya
da tavsiye edilen usuller ya da ekipman) gibi teknik Onlemleri iceren tavsiyeleri
belirtiniz. Miimkiinse, bu teknik dnlemlerin agik bir tanimini yapiniz.

7.2.Depolama: Madde/miistahzarin giivenli depolanmasi i¢in gerekli olan;
depolama odalarinin  veya kaplarinin 6zel dizaynint (Tutucu duvarlar ve
havalandirmay1 igerecek sekilde), birbiriyle uyumsuz materyalleri, depolama sartlarim
( Is1 ve rutubet limiti / aralig, 151k gibi... ) 6zel elektrik ekipmani ile ekipman tiplerini
( Ex ve etan gibi...) ve statik elektriklenmeyi onleyici tedbirler gibi, sartlar belirtilir.

Depolama sartlarina baglh olarak miktar sinirlamalar gerekiyorsa, sinirlamalara
iliskin gerekli tavsiyeleri belirtiniz. Madde/miistahzarin ambalajlanmasinda / kabinda
kullanilan malzeme tipi gibi 6zel sartlar belirtiniz.

7.3.0zel kullamm(lar): Ozel kullanim(lar) igin dizayn edilmis nihai iiriinler
icin, amacglanan kullanim(lar) hedeflenerek detayli ve uygulanabilir tavsiyeler
belirtilmelidir. Miimkiinse 6zel rehberlik icin bu konuda onaylanmig endiistriye /
sektore atifta bulunulabilir.

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kisisel Korunma: 8 numarali bu standart baslik
altinda, asagidaki alt bagliklar detayindaki bilgiler verilir.

8.1. Maruz kalma limit degerleri: Mesleki maruz kalma limit degerleri
ve/veya biyolojik limit degerleri dahil olmak {izere, halen uygulamada olan 06zel
kontrol parametrelerini belirtiniz Miistahzarlar i¢in degerlerin, miistahzarin Giivenlik
Bilgi Formu'nun 2 numarali standart bagligi altinda belirtilmesi gereken her bir
bileseni i¢in verilmelidir.

8. 2. Maruz kalma kontrolleri

8.2.1. Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri: Bu alt baslik detayinda yer
alacak bilgiler, tehlikeli kimyasallarla ¢alisilan islerde ve is yerlerinde alinacak
tedbirlere iliskin mevzuatta belirtilen ve bulundugu is yerinde uygun caligma
sartlarinin dizaynin1 ve mithendislik kontrollerini, yeterli ekipman ve materyal
kullanimini, kollektif korunma tedbirlerinin kaynakta uygulanmasini ve kigisel
korunma ekipmani gibi bireysel korunma tedbirlerinin alinmasini gerektiren
madde/miistahzarin is¢i saghgt ve gilivenligi ic¢in olusturdugu risklerin
degerlendirmesini yapmada igveren tarafindan dikkate alinacak bilgilerdir.

Bu nedenle, bu alt baslik detayinda, ilgili mevzuata goére dogru risk
degerlendirmesinin yapilabilmesini teminen gerekli tedbirler hakkinda uygun ve
yeterli bilgi verin. Bu bilgiler Giivenlik Bilgi Formu’nun 7.1 numarali alt baslik
detayinda verilmis bilgileri tamamlayici nitelikte olmalidir.
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Kisisel korunmanin gerekli oldugu yerlerde, hangi ekipmanin yeterli ve
uygun koruma saglayacagini detayli olarak belirtiniz. Kullanilacak ekipman
hakkinda mevcut mevzuati dikkate aliniz. Kisisel korunma ekipmanlari
iizerine mevcut mevzuatin bulunmamasi veya yetersiz kalmasi durumunda,
Avrupa Birligince kabul edilmis mevzuati dikkate alimiz ve uygun CEN
standartlarina atifta bulununuz.

8.2.1.1. Solunum Sisteminin Korunmasi: Tehlikeli gazlar, buharlar
veya tozlar i¢in kullanilmasi gereken; tiiplii solunum cihazlari, uygun / yeterli
maske ve filtreler gibi, koruyucu ekipman tipini belirtiniz.

8.2.1.2. Ellerin Korunmasi: Madde/miistahzarin ellenmesi sirasinda
giyilmesi gereken eldiven tipini; eldivenin malzeme tiirii, el derisinin
malzemeye maruz kalma miktar1 ve siiresi géz 6nilinde bulundurarak eldivenin
kullanilmasi gereken siireler de dahil olmak {izere, acik¢a belirtiniz.

Gerekirse ellerin korunmasina yonelik ilave tedbirleri belirtiniz.

8.2.1.3. Gozlerin Korunmasi: Giivenlik gozlikleri, giivenlik goz
maskeleri ve yliz siperi gibi gerekli goz koruma ekipmanmin tipini
belirleyiniz.

8.2.1.4. Cildin Korunmasi: Viicudun ellerden bagka bir kisminin
korunmas1 gerekiyorsa; onliikk, cizme is ayakkabisi, baret ve tam koruyucu
elbise (Asit ve gaz/buhar tulumu) gibi gerekli koruma ekipmaninin tipini ve
kalitesini belirtin. Gerekirse, cildin korunmasina yonelik ilave tedbirleri ve
0zel hijyen tedbirlerini belirtiniz.

8.2.2. Cevresel Maruz KALMA KONtrolleri: Isverenin, ¢evrenin
korunmasina yonelik mevcut mevzuat gergevesinde yiikiimliiliiklerini tam olarak
yerine getirebilmesini teminen gerekli bilgileri belirtiniz.

9. Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler: 9 numarali bu standart bashk altinda, is
yerlerinde diizenli kontrol tedbirlerinin alinabilmesini teminen, ézellikle 9.2 numarali alt
baslik detayinda belirtilenler olmak iizere, madde/miistahzar hakkinda asagida alt basliklar
detayinda verilen tiim bilgileri formda belirtiniz.

9. 1 Genel Bilgiler

9.1.1. Goriiniis: Madde / miistahzarin piyasaya arz edildigi ( tedarik
edildigi ) fiziksel halini ( Kat1, s1vi, gaz ) ve rengini belirtiniz.

9.1.2. Koku: Madde / miistahzarin kokusu var ise ve algilanabiliyor ise,
kisaca bu kokunun tanimini a¢ik¢a belirtiniz.
9. 2. Onemli Saghk, Giivenlik ve Cevre bilgileri
- pH; Madde/miistahzarin piyasaya arz edildigi (Tedarik edildigi) haldeki pH
‘m1 veya bunlarin sulu ¢ozeltilerinin pH ‘in1 belirtiniz. Madde/miistahzarin sulu
¢Ozelti olmas1 durumunda konsantrasyonunu belirtiniz.
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Kaynama noktasi/kaynama araligi
Parlama noktasi

Alev alma sicaklig1 (Kati, sivi, gaz)
Patlayicilik 6zellikleri

Oksitleme 6zellikleri

Buhar basinci

Nispi yogunluk

Cozilintirligi

>
>
>
>
>
>
>
>

Su i¢inde;
Yag i¢inde ( ¢Oziicii yag belirtilerek )

> Dagilim katsayisi; n-oktanol / su

> Akigkanlik ( viskozite )

> Buhar yogunlugu

> Buharlasma hizi, orani

degerlerini, test metodunu ve birimlerini belirtiniz.

9.3.Diger Bilgiler: Karisabilirlik, iletkenlik, erime noktasi/erime araligi, gaz
grubu, kendiliginden alev alma sicaklig1 gibi diger giivenlik parametrelerini belirtiniz.
Miistahzarlar i¢in yukaridaki bilgiler, normalde miistahzarin kendi 6zelliklerine gore
verilir. Ancak, miistahzarin belli bir zarar olusturmayacagi belirtiliyorsa,
siniflandirmasina iliskin herhangi bir bilginin elde edilemedigi haller ile miistahzar
hakkindaki olumsuz test sonuglarinin mevcut oldugu haller agikg¢a belirtilmelidir.
Miistahzarin her bir bileseni hakkinda bilgi verilmesi gerekli goriilityorsa, bu bilgilerin
kaynagimi agikc¢a belirtiniz.

10.Kararhlik ve Tepkime: 10 numarali bu standart baslik altinda,

madde/miistahzarin kararliligini, belli kullanim sartlan altinda ve gevreye yayilmasi halinde
ortaya ¢ikabilecek tehlikeli reaksiyonlar belirtiniz.

10.1.Kacimlmas1 Gereken Durumlar: Tehlikeli reaksiyona neden olabilecek
181, basing, 151k, sok ( Carpma ), ultraviole, radyasyon ve X isinlar1 gibi kaginilmasi
gereken sartlar1 belirtin ve eger miimkiinse kagiilmasi gereken sartlar1 kisaca
tanimlayiniz.

10.2.Kacimlmas1 Gereken Materyaller: Temasi halinde, tehlikeli reaksiyona
neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya herhangi bir diger 6zel
madde gibi kagimilmasi gereken materyalleri belirtin ve eger miimkiinse kaginilmasi
gereken materyalleri kisaca tanimlayimniz.

10.3.Tehlikeli Bozunma Uriinleri: Bozunmasi / ayrismasina bagli olarak,
ortaya cikabilecek tehlikeli miktarlardaki materyalleri belirtiniz eger miimkiinse kisa
bir tarifini veriniz.

Asagida verilen bilgileri dzellikle belirtiniz:

> Stabilizatorlere ihtiya¢ olup olmadig1 ve mevcut stabilizatorler
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Tehlikeli ekzotermik reaksiyon olasiliginin bulunup bulunmadigi
Madde/miistahzarin  giivenlik belirleyicisi olarak, eger varsa, fiziksel
goriiniimiinde olabilecek degisiklik

Su ile temas halinde, eger varsa, olusacak herhangi bir tehlikeli bozunma {iriinii
Bozunma ile kararsiz iiriinler olusturma olasiligi

>
>
>
>

11.Toksikolojik Bilgi: 11 numarali bu standart bashk altinda, kullanicinin madde
/miistahzarla temas etmesi halinde, ortaya ¢ikabilecek cesitli toksikolojik (Saglik iizerine)
etkileri 6zetle fakat tam ve anlagilabilir bir sekilde tanimlayiniz.

Taniminizda madde/miistahzara maruz kalinmast halinde, saglik iizerindeki,
deneyimlere ve bilimsel arastirmalar sonucu tespit edilmis bulgulara dayali tehlikeli
etkilerini belirtiniz. Degisik maruz kalma bi¢imleri (solunmasi halinde, deri ve goz ile temast
halinde, yutulmasi halinde) hakkinda bilgi veriniz ve fiziksel, kimyasal ve toksikolojik
Ozelikleriyle semptomlar1 (baglantili belirtileri) belirtiniz.

Hemen veya gecikmeli olarak ortaya g¢ikan bilinen etkilerini ve ayrica kisa ve uzun
sire maruz kalinmasi halinde ortaya cikan kronik etkilerini, Ornegin, allerjik etki
(Duyarlilik), bayiltict etki, kanserojenik etki, mutajenik etki ve {ireme ig¢in toksik etki
(Gelisimsel toksisite ve dogurganlik) gibi belirtiniz.

2 numarali standart baglik altinda verilmis olan bilgiler dikkate alinarak,
miistahzarlarin igindeki baz1 maddelerin (Veya bilesenlerin) sagliga yonelik 6zel etkilerine
atifta bulunulabilir.

12.Ekolojik Bilgi: 12 numarali bu standart baslik altinda, madde/miistahzarin havada,
suda ve/veya toprakta; yapacagi muhtemel etkileri, davranisii ve c¢evresel akibetini
belirtiniz. Miimkiin oldugu o6l¢iide, belirttiginiz bilgileri destekleyici ilgili test sonuglarina
iliskin bilgileri veriniz.

Yapist veya muhtemel kullanim metotlarina bagh olarak, madde/miistahzarin gevre
iizerinde yapmasi muhtemel etkilerin en O6nemli Ozelliklerini belirtin. Ayni tiir bilgileri
madde/miistahzarin bozunmasindan dogabilecek tehlikeli iriinler i¢in de saglaymn. Bu
bilgileri asagida verilen alt bagliklar halinde belirtiniz.

12.1. Ekotoksisite: Bu alt baslik detayinda, madde/miistahzarin, su ortamindaki
toksisitesi ile ilgili kabul edilebilir mevcut verileri belirtin. Ayrica, mevcut olmasi
halinde, madde / miistahzarin; toprak mikro ve makro organizmalar iizerindeki
toksisitesi ile ilgili verileri belirtiniz. Madde/miistahzarin; mikro organizmalarin
faaliyetlerini durdurucu etkiye sahip olmasi halinde, pis su aritim tesisleri iizerindeki
muhtemel etkilerini belirtiniz.

12.2. Hareketlilik: Bu alt baglik detayinda, madde veya miistahzarin belirgin
baz1 6nemli bilesenlerinin, dogaya birakilmasi / yayilmasi halinde, yeralti suyuna
karisma potansiyelini ve / veya dogaya birakilma noktasindan yayilabilecegi mesafe
ile yayilma potansiyelini belirtiniz.
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Bu konudaki bilgi ve veriler, madde / miistahzar bileseninin:

> Cevresel katmanlara bilinen veya tahmin edilen dagilimini
»  Yiizey gerilimini
> Absorbsiyon / desorpsiyonunu, igermelidir.

Diger fiziko-kimyasal 6zellikler i¢cin 9 numarali standart basliga bakiniz.

12.3. Kalicihk ve Bozunabilirlik: Bu alt baslik detayinda, madde veya
miistahzarin belirgin bazi1 énemli bilesenlerinin, uygun g¢evresel ortamda, biyolojik
bozunma (biodegradation) potansiyelini ve/veya oksidasyon ve /veya hidroliz islemi
gibi uygulamalarla bozunabilirlik potansiyelini belirtiniz. Mevcut olmasi halinde,
bozunmaya iligskin yarilanma 6mriinii ayrica belirtin. Madde veya miistahzarin belirgin
bazi O6nemli bilesenlerinin, pis su artim tesislerindeki bozunma potansiyelini
belirtiniz.

12.4. Biyobirikim Potansiyeli: Madde veya miistahzarin belirgin bazi 6énemli
bilesenlerinin, biyolojik ortamda birikme potansiyeli ve besin zinciri yoluyla gecis
potansiyelini, mevcut ise K ve BCF ( Bio Kiimiilatif Faktor )’iinii referans alarak
belirtin.

12.5. Diger Ters Etkiler: Bu alt baslik detayinda, efer mevcutsa
madde/miistahzarin, ozon tiiketme (Ozon tabakasini azaltma) potansiyelini,
fotokimyasal olarak ozon yaratma potansiyelini ve/veya global 1sitma (Sera etkisi)
potansiyeli gibi ¢evre lizerindeki diger ters etkilerini belirtiniz.

Not: Cevre ile ilgili bilgilerin, giivenlik bilgi formunun diger basliklar1 altinda
verildiginden emin olunuz. Ozelikle ¢evreye kontrollii salimi, kaza sonucu ¢evreye dagilim
onlemleri, nakliyesi ve atiklarinin bertarafina iligkin bilgileri 6, 7, 13, 14 ve 15 numarali
standart basliklar altinda 6neriniz.

13. Bertaraf Bilgileri: 13 numarali bu standart baslik altinda, madde/miistahzarin,
atik ozelligi kazanmasi sonrasi veya tahmin edilen kullanimi sonrasi ortaya c¢ikabilecek
atiklarinin  bertarafi (Elden ¢ikarilmasi) herhangi bir tehlike olusturuyor ise, atiklarin
tehlikelerini tanimlayin ve giivenli bigimde yonetimi hakkinda bilgi verin. Madde/miistahzar
atiklar1 ile madde / miistahzar bulasmis ambalaj ve malzemelerin giivenli bertarafina iliskin
uygun yontemleri (Yiiksek 1sil1 firinda yakma, geri kazanim, arazide 6zel depolama gibi... )
acikca belirtin.

Bu tiir atiklara iliskin ulusal mevzuata atifta bulununuz. Ilgili ulusal mevzuatin
olmamas1 veya teknolojik gelismelere bagli olarak ilgili mevzuatin yetersiz bulunmasi
durumunda, kullanicty1, Avrupa Birligi’ndeki uygulamalar ve yiiriirliikte olan uluslararasi
veya bolgesel yilikiimliiliikklere bagli uygulamalar konusunda uyariniz.

14.Tasimacihik Bilgisi: 14 numarali bu standart baslik altinda, kullanicilarca, tesisleri
icinde ve / veya digsinda madde/miistahzarin taginmasi / nakliyesi sirasinda uyulmasi gereken
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veya bilinmesi gereken 6zel tedbirleri belirtin. Madde/miistahzarin tagimaciligina iliskin
olarak;

a) Karayolu tagimaciliginda;

> Demir yolu igin , " RID " ( Tehlikeli Yiikiin Demiryolu ile Uluslar arasi
Tasimaciligina iligkin mevzuat),

> Karayolu ic¢in , " ADR " ( Tehlikeli Yiikiin Karayolu ile Uluslar arasi
Tasimaciligina iliskin Avrupa Anlasmasi) ,

b) Kita ici suyollar1 tasimaciliginda , " ADNR " ( Nehirlerde Tehlikeli yiik

Tasinmasina Iliskin diizenleme ),

¢) Deniz yolu tagimaciliginda, " IMDG Kodu " ( Denizlerde Tehlikeli yiik

Tasmmasina iligkin diizenleme,

d) Hava yolu tasimaciliginda, " ICAO-TI " ( Uluslar Arast sivil Tagimacilik

Organizasyonu Teknik Talimatlarn1 ) ve " IATA-DGR " ( Uluslar Arasi Hava
Tasimaciligr Birligi Tehlikeli Yiik Mevzuatt ) , siniflandirmasi ve kodlamasini ayri
ayri belirtin.

Bu bilgilerin yani sira madde / miistahzarin;

>

YV V V VY V

UN numarasini

Siifini

Sisteme uygun sevk ismi
Ambalaj grubunu

Denizi kirletici maddesini

Diger uygulanabilir bilgileri ayr1 ayr1 belirtiniz.

15. Mevzuat Bilgisi: 15 numarali bu standart baslik altinda, madde/miistahzarin,
kanun ve yonetmeliklerde ongdriilen usiil ve esaslara gore hazirlanmis olan etiketinde yer
alan saglik, giivenlik ve ¢evreye iliskin bilgileri belirtiniz.

Bu Giivenlik Bilgi Formu kapsamindaki madde/miistahzarin satigi, kullanimu,
kullanim alanlar1 ve miktarlarina, ¢evre ve insan sagligiin korunmasini teminen yasaklama
ve kisitlama getirilmis ise, bu yasaklama ve/veya kisitlamalar1 yasal mevzuatlari ile birlikte
acikca belirtiniz.

Miimkiinse, bu hiikiimlerin uygulanmasina yonelik diger ulusal mevzuat veya ilgisi
olabilecek diger ulusal tedbirleri belirtiniz.

Bu standart baslik detayinda yer alacak bilgilere iliskin olarak, ulusal mevzuatin
yetersiz kalmasi durumunda 6zellikle Avrupa Birligi iiyesi iilkelerde olmak iizere diger
iilkelerdeki uygulamalar1 belirtiniz.
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16. Diger Bilgiler: 16 numarali bu standart baglik altinda, kullanicinin saglik ve
giivenligi ile ¢evrenin korunmasini teminen iiretici ve ithalatcilar tarafindan 6nemli oldugu
tespit edilen ve kullanicilarin bilgilendirilmesi gerektigi diisiiniilen diger bilgileri belirtiniz.

Ornegin:

> Ilgili Risk Durumlarm liste halinde yazimz. Giivenlik Bilgi Formunda 2 ve 3
numarali standart bagliklar altinda belirtilen Risk Durumlarma iliskin, Risk
ibarelerinin agik ifadelerini yaziniz.

> Madde/miistahzarin giivenli kullanimina yo6nelik egitim 6nerilerini yaziniz.

> Madde/miistahzarm kullanimi1 hakkinda 6nerilen smirlamalar1 (Uretici veya
ithalat¢inin yasal zorunluluk olmayan tavsiyeleri ) belirtiniz.

> flave bilgileri (yazili referanslar ve/veya teknik olarak irtibat kurulabilecek
kisi/kuruluslari) belirtiniz.

> Gilivenlik Bilgi Formunun diizenlenmesinde kullanilan anahtar bilgi
kaynaklarini belirtiniz.

> Giincel bilgilere dayali olarak Giivenlik Bilgi Formu yeniden diizenlenmisse,
forma ilave edilen, formdan ¢ikarilan veya formda degistirilen bilgileri (Eger
baska bir yerde belirtilmemigse) agikca belirtiniz.

Sonu¢ olarak bir MSDS, olasi zarara sahip malzemelerden en iyi nasil
kurtulabilinecegini belirlemede faydalidir. Kabul edilebilir elden ¢ikartma yontemlerine
iliskin yerel diizenlemeler, herhangi bir elektronik donatimin elden ¢ikartilmasindan 6nce
daima kontrol edilmelidir.



(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari

Bilgisayar teknisyenin gdrev = ve
sorumluluklarmi ~ bir  liste  haline
getirerek sunucu odasi ve bilgisayar
odasina asiniz.

Bilgisayar kullanimi sirasinda insan
sagligt konusunda dikkat edilmesi
gereken hususlart herkesi gorebilecegi
bir panoya asiniz.

Sunucu ve bilgisayar laboratuarindaki
her sistem i¢in bir envanter hazirlaymiz.

Sunucu ve bilgisayar laboratuart igin
belirli gorevlerin, giiniin, haftanin ve
ayin belirli zamanlarinda tamamlanmasi
icin bir zaman ¢izelgesi hazirlayiniz.

Sistem bakimlar1 i¢in bir bakim kaydi
cizelgesi hazirlaymiz.

Sistemlere ait dokiimanlar1 (Kullanim
kilavuzlari, garanti belgeleri vs.) tasnif
ederek saklanacagi uygun yerler tespit
ediniz.

Teknisyen  ¢antasinda  bulunmasi
gereken arag-geregleri listeleyiniz.

Dijital veya Analog 0l¢ii aleti ile AC,
DC ve direng 6lgmeleri yapiniz.

AC voltaj testini bir bilgisayar
kasasindaki giic kaynagi {izerinde
uygulaymiz.

Post test cihazi ile arizali bir anakartin
arizasini bulmaya ¢aliginiz.

Bilgisayar laboratuarindaki yerel agda
bulunan kablolar1 kablo test cihazi ile
Olgiiniiz.

Oneriler
Bu islem i¢in hazirlanan listeyi
herkesi okuyabilecegi sekilde

bilgisayar ortaminda hazirlayiniz. Bu
listeyi uygun bir ¢erceve i¢ine monte
ediniz.

Herkesin gorebilecegi bir yerde uyari
ikaz panosu hazirlayiniz.

Sistem envanterlerini her sistemin
kasasinin i¢ine yapistiriniz.

Zaman  ¢izelgesinin  zamaninda
doldurulmasina dikkat ediniz.

Bakim kaydi hangi sistemlere

uygulandigimi belirtiniz.

Sistemlere  ait dokiimanlar igin
camekanli ve kilitli bir dolap temin
ediniz.

Temizleme sirasinda monitdér ve
bilgisayar kasasinin fisten
¢ikarildigindan emin olunuz.

Olgiimler sirasinda  6lcii  aletinin

konumuna dikkat ediniz.

Gii¢ kaynaginin girislerinde 220 V
oldugundan 6lgerken dikkatli olunuz.

Test cihazlarim1 kullanmadan Once
kullanim kilavuzlarin1 okuyunuz.

Bu  listeyi  herkesin  kolayca
gorebilecegi ve okuyabilecegi uygun
bir yere asiniz.




Optik test cihazi ile arizali CDROM ve
CDRW’leri test ediniz.

Sunucu odas1 ve bilgisayar laboratuar
icin gevresel yonergelere ait uyar1 ve
ikazlar1 uygun yerlere asiniz.

Sunucu odasinin sicakligini ve nem
oranini Ol¢iiniiz.

Sunucu odasi ve bilgisayar
laboratuvarinda  sigara  igilmemesi
hususunda gerekli uyar1 levhalarini
asiniz.

Sunucu odast ve bilgisayar
laboratuvarini haserelere karsi
ilaglayimiz.

Sik sik ortamda bulunan hareketli
parcalar1 (Fan, motor vs. )yaglayarak
giirtiltiiyii onleyiniz.

Bina da paratoner yoksa en kisa
zamanda kurulmasini saglayiniz.

Sunucu odas1 ve bilgisayar
laboratuvarinda agiga ¢ikan atiklar
gevreyi kirletmeyecek sekilde

yonergelere uygun saklama ortamlar
hazirlaymniz.  Atiklar1 tiirlerine gore
ayirip siniflandiriniz.

Aerosol kutular1 ve diger kimyasal
kutularinin atmosfere verdikleri
zararlari arastiriniz.

Cevreyi
gosteriniz.

kirletmemeye Ozen

Gerekli giivenlik tedbirlerini aldiktan
sonra ilaglama yapmaya Ozen

gosteriniz.

Her tlirli alici  ve  vericiyi
bilgisayarlardan uzak tutunuz.
Simseklerin yogun oldugu

zamanlarda miimkiinse bilgisayarin
fislerini prizden ¢ekiniz.

Sunucu odast ve bilgisayar odasina
yiyecek ve igecek sokmayiniz.

Elektronik atiklar1 toplarken kendiniz
icin  koruyucu  Onlem  almay1
unutmaymiz. Atiklart birbirleri ile
karistirmayiniz.

Kimyasal atiklar1 toplayip imha
ederken eldiven kullaniniz.

Aerosol kutularin
ortamda maske kullaniniz.

kullanildigt

Her atik tiirii i¢in farkli renklerde
toplama ve depolama kutular1 temin
edilebilir.

Bu tip atiklarin ¢dpe ve c¢evreye
atilmamasi konusunda uygun yerlere
uyari ikaz isaretleri konulabilir.




(OLCME VE DEGERLENDIRME )

A- OBJEKTIF TESTLER (OLCME SORULARI)

Asagidaki ciimleleri dogru veya yanlis olarak degerlendiriniz.

Bilgisayar teknisyeni, sistemlerin periyodik bakimini yapar.
Sistemlerin viriis taramasini bilgisayar teknisyeni yapmaz.

Monitor géziimiiziin hizasindan yukari bir yere koyulmalidir.
Bilgisayar karsisinda dik oturmaliyiz.

Mouse kullanirken “Mouse Pad” kullanmak el sagligi i¢in yararhdir.

Koruyucu bakim programinin ana hedefi, sistemi gelecekte olusabilecek sorunlara karsi
korumaktir,

Internet erisimi olan sistemler yilda bir kere viriis taramasindan gecirilmelidir.
Giincelligini kaybetmis dokiimanlar saklanmalidir.

Koruyucu bakim, sistemler zarar gérmeden dnce alinacak 6nlemleri igerir.
Teknisyen sunucu odasi ve bilgisayar laboratuvari i¢in bakim kaydi tutar.
Bir teknisyen ¢antasinda el fenerine ihtiya¢ duymaz.

Dijital Avometrelere kisaca DMM de denir.

Post test cihazlar1 PCI ve ISA genisleme yuvalarina takalir.

Bir anakartta arizanin tespitinde post test cihazlari kullanilir.

RJ45 (Ag soket girigi) baglanti uglarinin testinde Post test cihazi kullanilir.
Kablolardaki kopukluklar1 ve kisa devreleri post test cihazi ile tespit edebiliriz.
CD/DVD siiriiciilerde kalibrasyon ayar1 optik test cihazi ile yapilir.

Sicak bir ortam higbir zaman bilgisayar sistemlerine zarar vermez.

56



24.

Nem, sistem odanizda statik elektrik yiiklenmesini azaltacak yonde etkisini gosterir.

Bilgisayar sistemleri kesinlikle dumandan etkilenmez.
Sistem odasinda duman dedektorii kullanilmaz.
Tozlar zamanla sistem icerisinde birikerek kisa devrelere neden olabilir.

Bir elektrik akimi, lizerinde halen kiiciik su damlaciklar1 bulunan anakarta
uygulanirsa, bu elektriksel bilesenlere ciddi hasar verir.

Sistem odamizin yerini segerken paratonerin kablolamasin1i gbz Oniinde
bulundurmaliyiz.

Titresim hicbir sekilde sistemlere zarar vermez.

Klavye tizerine dokiilen ¢ay ve kahvenin hi¢bir zarar1 olmaz.

Diziistii bilgisayarlarda ¢evreye zarar verecek higbir atik madde bulunmaz.

Her tiirlii atik pili bir arada saklamanin higbir zarar1 yoktur.

Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doniistiiren elektrokimyasal aletlerdir.
Primer piller sarj edilemez.

Sekonder piller sarj edilebilir.

Piller atese atilarak yok edilebilir.

Dogru kullanildiklarinda, lityum piller emniyetli ve giivenilir gii¢ kaynaklaridir.
Bitmis piller hemen cihazdan ¢ikartilmali ve imha edilmelidir.

Pilleri (Cekig ile) ezerek kullanim siiresini uzatabiliriz.

E-atiklardan bakir, aliiminyum ve altim1 geri kazandiktan sonra kalan diger atiklar ¢ope
atilabilir.

E-atiklardaki kursun, kadmiyum, civa gibi zehirli atiklar hava, g¢evre ve suya
karigmadan aritilmalidir.

Biten kartuslart miimkiin oldugu kadar kisa bir siire igerisinde dolum veya yenileme
merkezlerine ulastirilmalidir.
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39. Kartuslarin {iretildigi madde olan plastik cesitleri ve igindeki kimyasal maddeler
gevreye en ¢ok zarar veren ve yok olmasi yiizyillar siirebilen atiklardir.

40. Bilgisayar temizliginde kullanilan kimyasallar ve ¢ozeltiler, ¢cevreye zarar vermez.

41. lgerigi tamamen kullamlmanussa bazi aerosol kutulari i1stya maruz kaldiklarinda
patlayabilir.

42. Sagliga ve cevreye zararli malzemelerle ¢alisirken, ilgili malzemenin gilivenlik bilgi
formundaki giivenlik 6nlemeleri dikkate alinmalidir.

43.  Giivenlik bilgi formlar1 depolama ile ilgili bilgi icermez.

44.  Giivenlik bilgi formlar1 tagima ve nakliyat ile ilgili bilgiler belirtilmez.

45. Gilivenlik bilgi formlarinin amaci, laboratuvarlarda kullanilan sagliga ve cevreye
zararlt maddelerle ilgili bilgiye ¢abuk erigsim saglamaktir.

46.  Giivenlik bilgi formlar1 her kullanictya agiktir.

47. Sagliga ve gevreye zararli maddelerle ¢alismaya baslamadan énce MSDS mutlaka
gbzden gecirilmelidir.

48.  Uretici firmalar iiriinleri i¢in bu formlar iiretmek ve dagitmakla yiikiimliidiir.

49. Tim zararli maddelerin el degistirdiklerinde bir MSDS ile birlikte bulunmalari
zorunlu degildir.

50. Tehlikeli veya potansiyel olarak tehlike igeren malzemelerin tam mahsurlarini
ogrenmek amaciyla ilk olarak internetten arastirma yapilmalidir.
Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastiriniz

DEGERLENDIRME

Cevaplariizi cevap anahtart ile karsilagtirmiz. Dogru cevap sayimizi belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanls cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz
sorularla ilgili konular1 faaliyete donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.
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OGRENME FAALIYETIi-2

(amac )

Bu boliimde elektrostatik (ESD) nedir, elektrostatigin ortamda bulunan elektronik
malzemeler lizerindeki olumsuz etkilerini ve bu olumsuz etkilere kars1 alinacak dnlem ve
tedbirleri 6greneceksiniz.

(ARASTIRMA )

Elektrostatigi meydana getiren nedenleri ve alinacak tedbirleri aragtiriniz. Yaptiginiz
hazirligi, rapor haline getirerek smifta sununuz.

2. ELEKTROSTATIK YUK

2.1. Elektrik

Bilgisayar topraklanmis elektrik sisteminde calisan bir cihazdir. Iyi topraklanmis
prizde nétr-faz 220, faz-toprak 0.7-1 Volt olmahdir. Eger notr toprak arasi 0 Volt ise
topraklama; ya prizde ya da sigortada koprii ile yapilmistir. Bu da saglikli bir topraklama
degildir.

Elektrikte 6nemli olan bir baska nokta ise akim siddetidir. Yiiksek akimin tehlikeleri
genellikle yiliksek voltajdan daha fazladir. 0.3 amperlik bir akim insami 6ldiirebilir. Bu
nedenle kiigiik voltajla ¢alisan aletler tehlikesiz kabul edilmelidir.

Bilgisayarlar genelde emniyetli aletlerdir. Iki par¢asini saymazsak ekran (monitér) ve
power supply (gli¢ kaynagi1). Monitor’iin bir diger adi da CRT dir.(Cathode Ray Tube) Bu
tiipler biiyiik bir kondansator gibidir. Fisten c¢ikarildiktan sonra bile binlerce Volt elektrigi
iizerinde tutar. Ag¢ik bir monitdr lizerinde, antistatik band ile calismak oOliime davetiye
¢ikarmak gibidir. (Antistatik bant elektronik cihazlari insan viicudunda bulunan elektrikten
korumak i¢in kullanilan bir gesit bileklik.) Dolayisiyla monitdr ve power supply (Giig
Kaynagi) ile calisiyorsak kesinlikle antistatik band kullanmayacagiz.

Monitér tamirlerinde monitorii desarj etmek gerekebilir. Eger isiniz bunu
gerektiriyorsa, bu gibi durumlarda elinizde 40.000 Volt giice dayanabilecek bir tarafi
mutlaka topraklanmis yiiksek gerilim ¢ubugu ile igse baslayiniz. Miimkiinse elinize plastik
eldiven takmaya calisiniz.
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2.2. Elektrostatik (Esd) Desarj Nedir?

ESD (Electro Static Discharge) farkli gerilim potansiyellerine sahip iki cisim
arasindaki elektrik yiik alig verisinden meydana gelir. Elektrostatik yiliklenme iki farkl
materyalin yan yana siirtiinmesi veya birbirlerinden ayrilmasi sonucu meydana gelir. Buna
Oornek olarak sunlari verebiliriz:

Plastik zemin iizerinde yiiriimek
Sentetik elbise iizerindeki siirtiinme
Plastik kaplarin itilip ¢ekilmesi
PVC yapistirict bantlarinin agilmasi
Tasima bantlarinin hareketi

VVYVYYYV

Statik yiiklenme modern ¢aligma alanlarinda yiiksek gerilimlerin olusmasina neden
olabilir. Bu gerilim genelde 10kV iizerindedir. Hava nem oranimin %20’nin altinda oldugu
lokallerde 30kV gerilim orami Ol¢iilmiistiir. Farkli yiiklere sahip iki cisim birbirlerine
yaklastirildiginda elektronlar aniden birinden digerine akar. ESD, birbirlerine yakin duran iki
cisim arasinda elektriksel gerilim alani olugsmasiyla da ortaya ¢ikabilir.

Insan viicudu ¢evresindeki bircok seyden devamli surette elektrikle yiiklenir. Kuru bir
havada ¢iplak ayag1 yiin haliya siirtmek insana 50.000 Volt statik elektrik yiikleyebilir. Belki
sunu sdyleyebilirsiniz “Madem insan viicudunda 50.000 Volt statik elektrik olusabiliyor,
niye bu elektrikle bir metale degdigimizde ¢arpilmiyoruz?” Ciinkii viicudumuzda tasidigimiz
elektrigin akim giicii cok diisiiktiir. Iki nesne arasindaki elektrik farki ise transferin giiciinii
belirler.

Bilgisayarda bulunan ¢ipler akim diisiik olsa bile yiiksek voltajda zarar gorebilecek
cihazlardir. Bilgisayardaki cihazlar genelde 6-12 volt gibi ¢ok diisiik voltajlarla ¢calismak icin
tasarlanmistir; yiiksek bir voltajla karsilastiginda bozulabilir. Kotii tarafi pargalara zarar
verdiginizi higbir sekilde hissedemezsiniz. Bu durum aylar sonra cikabilir. Genelde
giderilemeyecek sorunlara neden oldugu i¢in agir mali kiilfet getirecektir.

Bilgisayar da kullanilan parcalar iizerinde iki genel ¢ip vardi: CMOS
(Complemantary Metal Oxide Semiconductor) ve TTL (Transistor-Transistor Logic).
TTL’ler daha hizlidirlar bu nedenle islemci, bellek gibi ¢ipler i¢in uygundurlar. Teknoji bu
cipleri daha hizli ¢alistirabilmek igin siirekli zorluyor ve ¢ipler dyle 1sintyorlar ki kendilerini
yakacak duruma geliyorlar. Bu yiizden iizerlerine sogutma iiniteleri takiliyor.

CMOS (Bellek ve Mikroislemci) gipler TTL’den daha az enerji ile calisabilir. Bu
nedenle TTL’lere oranla ¢ok daha kiiciik bir voltajla zarar gorebilirler.
ESD’nin olumsuz sonuclar1 sunlardir:

> Yiiksek maliyetler

> Koti kalite
> Memnun olmayan miigteriler
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Ginliik hayatimizda elektriksel gerilim olusturan ve duyarli elektronik komponentlere
zarar veren bir¢ok eylemimiz vardir. Elektrostatik basa ¢ikmanin,

Dort Altin Kurali:
1. Her zaman Aktif kompanentlerin (Elemanlarm) ESD duyarli oldugunu
diistintiniiz.

2. Elektronik komponentlere sadece ESD-Korunumlu (EPA) alanlarda, kurallara
uygun bir sekilde topraklama yapilmissa dokununuz.

3. ESD-Duyarli ekipmanlarimin depolanmasinda ve taginmasinda ESD korunumlu
kutular kullaniniz.

4. Diizenli olarak i¢ ve dis tasima sirketlerin ESD giivenlik sistemlerini kontrol
ediniz.

Kisinin ESD giivenli ekipmanlarla ¢alismasi ve minimal diizeydeki hareketliligi statik
yiiklenme riskini azaltan faktorlerdir.

2.3. Topraklama ve Elektrostatigi (Esd) Onleme

Bilgisayar parcalarimi ellemeden once viicudunuzu topraklamak olduk¢a Onemlidir.
Tiim islemciler ve anakartlar statik elektrikle zarar gorebilen hassas cihazlardir. Bu yiizden
takana kadar orijinal ambalajlarinda saklanmalar1 gerekir. Montaj esnasinda iglemcinin
kenarlarindan tutulmali, asla metal kisimlarina dokunulmamalidir. Sadece yiirliyerek bile
viicudunuz ¢ok fazla statik elektrikle yiiklenebilir. Bunu hissetmeyebilirsiniz ve biiyiik
ihtimalle de hissetmezsiniz; fakat bu yiik bir bilgisayar pargasini bozmak i¢in yeterlidir. Bir
islemciye asla viicudunuzu topraklamadan dokunmayiniz. Viicudunuzu topraklamak igin
antistatik bileklikler kullanmalisimiz. Eger bunu yapamiyorsaniz elektronik pargalar
tutmadan 6nce en azindan, iki elinizle PC’nizin kasaniza dokunarak kendinizi topraklayiniz.
Tabi ki topraga bagli herhangi bir iletkeni de bu is i¢in kullanabilirsiniz. Boylece cihazlara
zarar verebilecek elektrik akimlarinin olugmasi dnlenir.

Calisanlarin iizerinde ve ortamda bulunan statik yiik tutabilen malzemelerin tizerinde
30.000 volta varabilen yiikler birikir. Bu yiikler 6zellikle yari iletken teknolojisi ile liretilmig
kompanentlerin (Elektronik elemanlarin) iizerinden, temas sonucu akmasi nedeniyle,
kompanent yapisinda bozulmalara neden olur. Statik yiik komponentlere ii¢ sekilde zarar
verir:

> Kompanent tamamen yanabilir veya ¢alismaz.

> Kompanentin karakteristigi bozulur.

> Komponentin ¢alisma émri kisalir.

Binlerce volt yiiklenen insanlar farkina varmadan elektronik aletlere zarar verebilir, bir
elektronik  aletin  imalatindan  nakliyesine,  paketlenmesinden  depolanmasina,
caligtirilmasinda ya da tamir devam ederken elektronik aletleri korumak maksadiyla
antistatik tedbirlerin alinmas1 gerekir.

Bir hastanenin steril ortami ne ise elektronik¢ilerin de 6zel bir ortami vardir.
Hastalarimiz ise her cesit elektronik kart- cihaz veya sistemdir. Elektronik ortamda en

61



tehlikeli konu olan ve ortamimzi belirleyebilecegimiz statik yiik konusudur. iki cismin
siirtiinmesi ile olusan durgun elektrik yiikine ELEKTROSTATIK yiik denir. Statik
elektrige en biiyiik 6rnek olarak yildirim verilebilir. Bilindigi gibi + ve - yiiklii bulutlarin
birbirine yaklagmasi esnasinda tabiatin en biiyiik statik elektrik desarji meydana gelir.
Ortalama olarak oSlgiilebilen yildirim enerjisi 15-20 mega volt civarindadir. Bu yiikiin depo
edilebilmesi halinde Tiirkiye’nin yillik elektrik enerji tiiketimin biiyiik bir boliimiini
herhalde karsilayabilirdik, tabii ki devasa bir kondansatdr diizenegi saglanabilseydi...
Akaryakit yiiklii araglar ile cephane yiiklii araglarin alt taraflarinda agagi dogru sarkitilmis
zincir ya da tel gibi metalleri hemen hepimiz gérmiisiizdiir. Olusan statik elektrigi topraga
akitmak icindir. Insanlarin giinliik yasamlarinda en ¢ok karsilastiklari sorunlardan biri de
statik elektrik yiliklenmeleri ve herhangi bir metalle temaslar1 esnasinda desarj (Yik
bosalmasi) olmasidir. Siirtiinen iki cisimden biri +, digeri devamli - yiiklenir. Eger siirtiinen
cisimlerden biri insan ise insan devamli pozitif yiik teskil etmektedir. Insanlarin statik
elektrik yiiklenmesi; ylirlime esnasindaki siirtinmelerden, araglara inip binerken, ¢alistiklar
masadan, giymis-¢ikarmis olduklar1 elbiselerden olabilir. Asagidaki Tablo 2.1°de insanlarin
hareketleri esnasinda olusan bazi statik elektrik miktarlari ve olusturan unsurlar verilmistir.

Elektrostatik voltaj

Statizi olusturan faktérler %10-%25 Nem de %65-%90 Nem de Uretilmis
g d Uretilmis Voltajlar Voltajlar

Hal1 iizerinde yiiriimek 35000v 1500v

Vinylex kapl: zeminde 12000v 250v

yluriimek

Tezgah lizerinde calisirken 6000v 100v

Vinylex kaplanmis zeminde 7000v 600V

caligirken

Polyester canta tezgahtan

kaldirilirken 20000v 200v

Plastik klasor tasirken 7000v 150v

Tablo 2.1: Statik elektrik miktarlar

Yukaridaki Tablo2.1’den de goriilecegi gibi ortamdaki nem orani arttikga statik enerji
miktar1 azalmaktadir. Statik yiiklenmeler yiiksek voltaj degerlerinde olduklarindan bazen
goriiniir hale de gelebilirler. Isigin goriiniir hale gelebilmesi i¢in en az 6000—7000 Volt
civarinda olmasi gerekir. Yani manyetolu ¢akmaklardaki goriiniir 151k yaklagik 7000 Volt'luk
degerde atlama yapan statik yiiktiir. Statik yiikiin voltaji ¢ok fazla olmasina karsin akimi ¢ok
zayiftir. Akim voltaj ile dogru orantili olsaydi, bircok yiiksek voltaj trafosu ile ilgilenen
televizyon tamircisi ¢irag1r yetismezdi herhalde. Ciplak ayakla hali {izerinde yiiriirken
ayaklarimizin karincalanmasi statik yiiktendir. Insan viicudu bir diren¢ oldugu kadar aym
zamanda bir kondansatordiir. Viicudumuzda statik yiik olusturan olaylardan biri, hali
tizerinde yiiriimeyi biraz daha detayl inceleyelim.
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Sekil 2.1: Zemin ve ayak arasi kapasitans

Sekil 2.1°de ayak ve zemin arasinda olusan kapasitif durum goriiliiyor.
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Burada A ayagin alani, E ayak ve zemin arasinda hava dielektrik ortaminda olusan
kapasitenin elektrik alani, AV potansiyel farki, Aq bir adimda olusan statik yiiklenmedir.
Elektriksel alan ve siga denklemleriyle, viicudun direnci R [ 100 M[Jalinarak, adimdaki

yiiklenme miktar1 yaklagik 4 KV. olarak bulunur. Saniyeye goére yalitkan hali {izerinde
yiirtime ile elde edilen yiiklenme grafigi agagida verilmistir.
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Sekil 2.2: Viicudun elektrik ile yiiklenmesi grafigi
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Saniyeler mertebesinde olusan bu statik yiik giinliik hayatimizda her an yasadigimiz
olaydir. Uzerimizde binlerce volt statik yiik mevcut iken, 350 Volt ile bozulabilecek bir
CMOS yapili elektronik malzemeye dokunulursa ne olur? Malzeme 6liir. Olmez ise
kesinlikle mikron seviyesinde yapisinda ciddi hasarlar meydana gelir, omrii azalr.

Elektronik devre elemanlarinin bozulabilecegi esik voltajlari tabloda gosterilmistir:

Mosfet 100v Schottky Diyot 300v
Eprom 100v Film Direng 300v
Jfet 140v Bipolar Transistor 380v
Opamp 190v Scr(Tristor) 680v
Cmos 250v Schottky Ttl 1000v

Tablo 2.2. Elektronik malzeme esik voltajlari

1980'lerin sonuna dogru elektronik malzeme {ireticilerinin {irettikleri cihaz ve
kompanentlerde arizalarin olustugu goriiliip, tehlikenin iizerinde duyarlilik esigine sahip
elektronik malzemeleri muhtemel ESD hasarlarindan korumak maksadi ile Avrupa'da
CENELEC elektronik aletler komitesi kuruldu. Insanlarin almis olduklar statik elektrik hem
sagliklarina hem de kullanmis olduklari elektronik cihazlara zarar verir. Elektronik cihazlari
kullanma ve tagima esnasinda teknik personeller bilerek ya da bilmeyerek iizerindeki statik
elektrigi devre elemanlarina bosaltmakta (Elektrostatik desarj) (ESD) o ekipmanlari
kullanigsiz hale getirmekte ya da dmiirlerini azaltmaktadir. Eger elinize aldiginiz Elektronik
kart iizerinde EEPROM (Elektrikle silinip programlanabilen) hafiza malzemeleri var ise
kesinlikle dokunulmamalidir. 10 Voltluk bir voltaj bile hafizali malzemenin programina
zarar verebilir. Iyi bir teknisyenin malzemeleri iyi tammmasi gerekir. Elektronik kart
iizerindeki hafizali malzemeleri algilayarak ona gore tedbir almasi gerekir. Hafizali
malzemelerin (Memory IC) iizerlerine genellikle i¢indeki programin versiyonunu gdsteren
kiigiik kagitlar yapistirilir. En ¢ok karsilasilan EEPROM hafizali entegreleri; 24xx, 28xx,
29xx, 93xx, 94xx, Palxx, Palcexx, Galxx, Galcexx, picxx vb. ornek olarak verilebilir.
Hafizali entegrelerin sonlarinda -15, -25 vs. gibi rakamlar bulunur. Bu rakamlar ns.
(nanosaniye) cinsinden hafizali malzemenin hizim1 verirler. Bu sekilde hiz ifade edilen
rakamlar genellikle hafizali malzemelerde kullanilir.

Su ana kadar anlatilanlarla anlasilan sudur ki elektronik bir malzemeye veya
elektronik karta dokunmadan once, kesinlikle insan viicudunda olusan statik yiikiin
atilmasi; yani topraklanmasi gerekir. Ayrica kullandigimiz alet ve malzemeler statik
yiik olusturmamahdir.

Teknoloji ilerledikce daha hassas elektronik malzemeler iiretilmekte ve hassas bu
kiigiik malzemeler statik ylik onlemi olmadan dokunuldugunda kolaylikla bozulmaktadir.
Biiyiik bir bilgisayar firmasi1 topladigi bilgisayarin bir kisminin siirekli ariza yaptigini
gbérmiis ve statik 6nlem alinmasi1 gerektigine karar vermistir. Viicuttaki yiikiin topraklanmasi
icin her yeri iletkenlerle topraga baglamiglardi. Fakat arizalarin kismen azalsa da devam
ettigi gézlenmisti. Statik yilikiin aniden bosalmasinin da elektronik malzemelere zarar verdigi
anlasildi. O halde statik desarjin aniden olmamas1 gerekiyor. Yapilan arastirmalarda statik
yukiin aniden degil, 1 Mohm' luk direng iizerinden, yavas egrisel olarak bosalmasi gerektigi

64



gorililmiistiir. Standart desarj siiresi 3sn.olarak tespit belirtilmistir. Elektronik laboratuvarda
kullanmamiz gereken malzemeler, elektrostatik yiik olusturmamali, izerimizdeki statik yiikii
yukarida verilen standartlarda desarj edebilmelidir. Bu tecriibelerden yola c¢ikilarak,
elektronik malzemelerle ¢alisma yapilan tiim ortamlarda ANTISTATIK malzemeler
kullamlarak, STATIK yiike karsi kesinlikle tedbir alinmahdir.

[/Z

2.4. Antistatik

Bizim istedigimiz malzeme yalitkanlar gibi statik yiik kaynagi olmamali, tam iletken
de olmamalidir. iletkenlerin alan direnci 10*-10° Ohm arasindadir ve hizli desarj saglarlar
Yalitkanlarin alan direnci 10> Ohm'dan biiyiiktiir ve tam bir statik yiik olusturma kaynagidir.
Bu malzemelerin tam arasinda kalan, alan direnci 10°-10'> Ohm olan ve istedigimiz
ozellikleri bize saglayan malzeme; ANTISTATIK malzemedir.

Antistatik malzemeler statik elektrigin olugsmasini ve elektronik devre elemanlarinin
zarar gormesini Onleyebilen malzemelerdir. Binlerce Volt yiiklenen insanlar farkina
varmadan elektronik aletlere zarar verebilir, bir elektronik aletin imalatindan nakliyesine,
paketlenmesinden depolanmasina, calistirilmasinda ya da tamir devam ederken elektronik
aletleri korumak maksadiyla antistatik tedbirlerin alinmasi gerekir. Yapilan arastirmalarda
nemli ortamlarin statik enerji olusumunu 6nemli Slglide azalttigi saptanmig, ortami nemli
kilmak igin ionizer cihazlar1 kullanilmistir ancak bu defada elektronik malzemeler kismen
korunurken insanlarda astim, bronsit ve kalp hastaliklarina rastlanmistir. Daha bagka
tedbirler diigiiniilmiis ve antistatik malzemeler olusturulmustur. Elektronik aletleri korumak
maksadiyla olusturulan antistatik ekipmanlar hizli bosalma saglamamali, belli bir alan
direnci olusturulmahdir ve ani desarjla insan sagliginin zarara ugramamasit maksadi ile
dereceli olarak iletim ortami saglanmalidir.

Alan direnglerini 6l¢gmek igin 6zel ylizey empedansi Sl¢limii yapan kiigiik aletler
mevcuttur. Piyasada antistatik diye satilan her iirliin maalesef antistatik degildir. Biraz pahali
olan bu malzemelere antistatik diye fazla miktarlarda para verip maalesef naylon malzemeler
aliyor olabiliriz. Cok miktarda alim yapiyorsak antistatik {irlinlin yilizey gerilimini 6l¢en basit
antistatik dl¢ii aletine sahip olmamiz gerekir. Olgiilen diren¢ degeri malzemenin antistatik
malzeme standartlarinda olup olmadigini gosterecektir. Elektronik malzemelerle ¢alisma
yapilan ortamda en azindan antistatik bir bileklik kesinlikle kullanilmalidir. Asagida bazi
antistatik malzemeler anlatilmaktadir.
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2.5. Statik Dissipative (Antistatik Malzemeler)

2.5.1. Posetler

Metalik posetler, siirtinmeden dolay1 elektronik malzemenin iizerindeki statik
elektrigi onler, 3 katmanlidirlar;

1-)Dagitkan yiizey
2-)iletken yiizey
3-)Dagitkan ylizey

Posetler; statik elektrigin dagitimini saglar, tek katmanhdir. Siyah Posetler; tek
katmanlhdir, iletken ortam saglar. Elektromanyetik dalgalar iletken ortamlardan gecemezler.
Iletken posetler manyetik alandan bozulabilecek disket vb. malzemelerin tasinmasi igin
idealdir. Tiim posetlerde antistatik uyar1 isareti, iiretim tarihi ve raf 6mri ile {ireten firma
isareti olmas1 gerekir.

Sekil 2.3: Antistatik posetler
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2.5.2. Ambalaj Sprey ve Kopiikleri

Pembe olan antistatik, siyah ise iletkendir. Sistemleri tozdan nemden ve pastan
korumak amaciyla kullanilir.

-

100

il

" ANTISTATII

I

Sekil 2.4: Antistatik sprey

2.5.3. Masa Ortiileri/Kaplamalar1

10° ve 10" arasinda alan direngleri vardir. 1 ila 2 Mohm'luk direng teskil ederler.
Ug katmanlidir bunlar:

1. Disipative: dagitkan
2. Conductive: iletken
3. Disipative: dagitkan

Sekil 2.5: Masa kaplamalar
2.5.4. Antistatik Bileklik Kordonu ve Kablosu

Sar1 renkli kablo, mavi renkli karbon yedirilmis bileklik ve kordondan olusmustur.
Kullanici personeli topraklamak sureti ile elektronik kartlarin zarar gérmesini onler. 1-2
Mohm'luk direng teskil eder, test cihazlariyla kullanmadan 6nce test edilmeleri gerekir.

Sekil 2.6: Antistatik bileklikler ve kablosu
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2.5.5.Antistatik Onliikler, Ayakkabilar ve Eldivenler

Onliikler degisik boylarda, %89 naylon, %11 karbon alasimhidir. Karbon yedirilmis
kumas elektrigin iletkenligini saglar. Disaridan ya da kiyafetlerin olusturacagi statik
yiiklenmeyi onler. Tek katmanli ve iletken olmalar1 gerekir. Bileklikle de baglanabilecek
sekilde dizayn edilmislerdir.

Sekil 2.7: Antistatik is onliikleri, ayakkabilar ve eldivenler
2.5.6. Antistastik Yer Kaplamalar

Karbon yedirilmis plastik alasimlidir. Taban bakir baralarla Oriilmiis ve
topraklanmistir. Yapiskani karbonludur, iletim saglanmis ayni zamanda yiiriime esnasinda
statik elektrik olusturmas1 6nlenmistir. Ozel kimyasallarindan baska bir seyle silinmemelidir.
Ozellikle deterjan vb. malzemelerle silindiginde iizerinde lak olusacag: diisiiniilerek,
kimyasal temizleyiciler yoksa yalnizca temiz nemli bez ile silinmelidir.

Sekil 2.8: Antistatik yer kaplamalari

2.5.7. Antistatik Kimyasallar

AFC—400 gibi PCB temizleme kimyasallari olup ¢ok ¢esitleri mevcuttur. Hali, vinylex
gibi malzemelere tatbik edildiginde ¢ok ince antistatik katman olustururlar. Antistatik ortii,
yer kaplamasi gibi zeminlere siiriildiiglinde antistatik 6zelliklerini artirir ve uzun omiirlii
olmalarimi saglar.

Bir odadaki statik yiik, hava yoluyla + ve - yiiklii iyonlar gonderilerek de ndtr hale
getirilebilir. Bu sistemler biraz pahali oldugundan c¢ok ekonomik c¢o6ziimler olarak
goriilmezler. Iyon iireteci, statik yiiklii cisimlerin iizerine, o cisimleri ndtr edecek sekilde
iyonlari iiflerler.
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Asagida Sekil 2.9. ‘da tiim antistatik malzemeleri iceren bir calisma masasi

gorilmektedir

200NN R W=

Antistatik bileklik 11.
Sandalye 12.
Onliik 13.
Tasima araci 14.
Topuk ve ayak parmagi test edicisi 15.
Zemin korumasi 16.
Koruyucu keseler 17.
Antistatik bileklik test edicisi 18.
Ol¢ii aleti 19.

Elektrostatik 6lgme aleti

Uyar isaretleri
Temizleme spreyleri
Iyonlastirici
Topraklama fisi
Topraklama kablosu
Servis kiti

Tezgah altligi

Ayak topraklamasi
Eldiven

Sekil 2.9: Antistatik malzemeleri iceren bir calisma masasi
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(UYGULAMA FAALIYETI

)

Islem Basamaklari Oneriler
Herhangi bir elektronik malzemeye|»  Viicuttaki elektrostatigi metal bir
dokunmadan once viicutta bulunan malzemeye dokunarak
elektrostatik yiikii bosaltmay1 topraklayabilirsiniz.
unutmayiniz.

Elektronik malzemelerle ¢aligilirken
izerinizde antistatik bileklik, ayakkabi
vs. olup olmadigini kontrol ediniz.

Monitor tamirleri sirasinda monitori
desarj ederek ise baslayiniz.

Elektrostatigin elektronik malzemeler
lizerindeki zararli etkilerini arastirarak
arkadaglarinizla paylaginiz.

Caligma ortaminiza elektrostatik uyari
levhalar1 hazirlayaniz.

Bir elektronik aletin imalat, nakliye,
paketleme, depolama, calistirilmasinda
ve tamir devam ederken elektronik

aletleri korumak maksadiyla
almabilecek antistatik tedbirleri
listeleyiniz.

Insan  viicudundaki  elektrostatigin
atilmasi; yani topraklanmast
yontemlerini listeleyiniz.

» Yiksek voltaj olan cihazlarla
calisirken (Televizyon, monitor, giic
kaynag1 vs.) ESD bilezik ve eldiven
kullanmayiniz.

»  ESD giivenlik tedbirlerini i¢eren uyari
levhalarin1 herkesin gdrebilecegi bir
yere asiniz.

» ESD’yi azaltmak ig¢in ortami nemli
tutunuz.

» Antistatik {rlinlin ylizey gerilimini
Olcen basit antistatik Ol¢ii aleti aliniz.
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(OLCME VE DEGERLENDIRME )

A- OBJEKTIF TESTLER (OLCME SORULARI)

Asagidaki ciimleleri dogru veya yanlis olarak degerlendiriniz.

1. Antistatik ekipmanlarin hizli ESD bosalma saglamasinin herhangi bir sakincasi
yoktur.

2. Agik bir monitor iizerinde, antistatik bant ile calismak 6liime davetiye ¢ikarmaktir.

3. Plastik zemin tizerinde yiiriimek ESD olusturmaz.

4, Bilgisayarda bulunan g¢ipler akim diisiik olsa bile yiiksek voltajda zarar gorebilecek
cihazlardir.

5. Iki cismin siirtinmesi ile olusan durgun elektrik yiikiine elektrostatik yiik denir.

6. Ortamdaki nem orani statik enerji miktarina hicbir etkisi yoktur.

7. ESD hasarlarindan korumak maksadi ile Avrupa'da CENELEC elektronik aletler
komitesi kurulmustur.

8. Statik yiikiin aniden bosalmasinin da elektronik malzemelere zarar vermez.

9. Alan direnci 10°-10' Ohm olan malzemeler antistatik 6zellik gosterir.

10.  Iyon iireteci (ionizer), statik yiiklii cisimlerin iizerine o cisimleri nétr edecek sekilde
iyonlar tiflerler.
Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastiriniz

DEGERLENDIRME

Cevaplarinizi cevap anahtari ile karsilastirmiz. Dogru cevap saymizi belirleyerek

kendinizi degerlendiriniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap verirken tereddiit yasadiginiz
sorularla ilgili konular1 faaliyete donerek tekrar inceleyiniz.

Tiim sorulara dogru cevap verdiyseniz diger faaliyete geciniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

PERFORMANS TESTI (YETERLIiK OLCME)

Modiil ile kazandiginiz yeterligi asagidaki dlgiitlere gore degerlendiriniz.

Degerlendirme Olgiitleri

Evet | Hayir

Koruyucu Bakim Unsurlari

A) Kullanici sagligi ile ilgili tedbirleri aldiniz m1?
B) Bakim kayd1 ve zaman ¢izelgesi hazirladiniz m1?
C) Koruyucu bakim énlemleri aldiniz mi1?

Aracg-Geregler
A) Teknisyen bakim-onarim ¢antasini kullandiniz mi?
B) Olgii aletlerini kullandiniz mi1?

Cevresel Yonergeler

A) Sunucu odast ile ilgili giivenlik yonergeleri hazirladiniz mi?

B) Bilgisayar laboratuvari ile ilgili giivenlik yonergeleri hazirladiniz
mi1?

Zararli Maddelerin Elden Cikarilmasi

A) Cevreye ve saglig1 zararh atiklar listelediniz mi?
B) Zararl atiklar1 uygun sekilde bertaraf ettiniz mi?
C) E-atiklarin geri doniigiimiinii yaptiniz mi1?

Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari (Msds) Kullanma
A) Mevcut malzemeler i¢in MSDS foyleri hazirladiniz mi1?

Elektro Statik Yiik
A) Elektrostatik yiiklenmeye kars1 dnlemler aldiniz m1?
B) Antistatik malzemeler kullandiniz mi?

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz degerlendirme sonunda eksikleriniz varsa Ogrenme faaliyetlerini

tekrarlaymiz.

Modiilii tamamladimiz, tebrik ederiz. Ogretmeniniz size cesitli 6lgme araclari

uygulayacaktir. Ogretmeninizle iletisime geginiz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETIi-1 CEVAP ANAHTARI

1 D 21 Y 41 D
2 Y 22 D 42 D
3 Y 23 D 43 Y
4 Y 24 D 44 Y
5 D 25 Y 45 D
6 D 26 Y 46 D
7 Y 27 Y 47 D
8 Y 28 Y 48 D
9 D 29 D 49 Y
10 D 30 D 50 Y
11 Y 31 D
12 D 32 Y
13 D 33 D
14 D 34 D
15 Y 35 Y
16 Y 36 Y
17 D 37 D
18 Y 38 D
19 D 39 D
20 Y 40 Y
OGRENME FAALIYETIi-2 CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 D

5 D

6 Y

7 D

8 Y

9 D

10 D
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ONERILEN KAYNAKLAR

> Elektronik 6l¢ii aletleri ve elektrostatik malzeme Kataloglari.

> Internette &l¢ii aletleri ve ESD malzeme tanitimi yapan Firmalarin Web Siteleri.
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KAYNAKCA

vV V V V V

YV V V V V

A\

Saglik Bakanlig1 Internet Sitesi

Cevre ve Orman Bakanligi’nin Internet sitesi
Tehlikeli Kimyasallar Y 6netmeligi

Cizgi elektronik Internet Sitesi

Hacettepe Universitesi Bilgi Islem Dairesi
(http://csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/)

Yildiz Universitesi Cevre Miihendisligi Boliimii

Cisco Comptia A+ Notlari

www.brain.com.tr internet sitesi Hasan COLPAN

‘New Technology Batteries Guide: Available Battery Types’, www.nlectc.org.

‘Battery Recycling and Disposal Guide for Households’, Environment, Health
and Safety Online, 2003.

Vest H. ‘Fundamentals of the Recycling of Lead-Acid Batteries’, Infogate,
2002.
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